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Notas, avisos y advertencias

®| NOTA: NOTE indica informacién importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

A

PRECAUCION: CAUTION indica la posibilidad de dafios en el hardware o la pérdida de datos y le informa cémo
evitar el problema.

A| AVISO: WARNING indica la posibilidad de dafios en la propiedad, lesiones personales o la muerte.
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Configuraciones y caracteristicas del
PowerEdge R470 sistema

El PowerEdge R470 sistema es un servidor de 1U que soporta lo siguiente:
e Un Procesador Intel® Xeon 6 E-core con hasta 144 nGcleos o un Procesador Intel® Xeon 6 P- core con hasta 86 nicleos con
opcion R1S.
16 ranuras DIMM
Dos fuentes de alimentacion redundantes de CA o CC
Hasta 16 EDSFF E3. S unidades frontales NVMe de 5.9 generacion o hasta 8 EDSFF E3. S unidades frontales NVMe de 5.9
generacion o SATA de hasta 10 x 2,5 pulgadas o unidades frontales SATA de hasta 8 x 2,5 pulgadas o unidades frontales
NVMe de hasta 8 x 2,5 pulgadas o unidades frontales SATA de hasta 4 x 3,5 pulgadas con hasta 2 x EDSFF E3. S Unidades
posteriores NVMe de 5.2 generacion.
@ NOTA: Para obtener mas informacién sobre cémo intercambiar en caliente el dispositivo SSD PCle NVMe, consulte Guia
del usuario de SSD PCle NVMe Express Flash de Dell en Pagina Soporte de Dell > Examinar todos los productos
> Infraestructura > Infraestructura de centro de datos > Controladoras y adaptadores de almacenamiento >
SSD PCle NVMe Express Flash de Dell PowerEdge > Seleccionar este producto > Documentacion > Manuales y
documentos.

NOTA: Todas las instancias de unidades SATA se mencionan como unidades en este documento, a menos que se indique lo
contrario.

©

A PRECAUCION: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCle en el sistema que no hayan sido
validados y probados por Dell. El dafio causado por la instalaciéon de hardware no autorizada e invalidada anulara
la garantia del sistema.

@ NOTA: En este documento se proporciona una lista completa de las caracteristicas del producto. Sin embargo, es posible
que las caracteristicas marcadas con un asterisco (*) no estén disponibles en el lanzamiento, pero pueden venir incluidas
en futuras actualizaciones. Tenga en cuenta que en este documento no se confirma la disponibilidad ni el cronograma de
lanzamiento de ninguna caracteristica. Para obtener informacién mas precisa y actualizada sobre la disponibilidad de las
caracteristicas, consulte la pagina del configurador del producto en dell.com.

Temas:

*  Cargas de trabajo clave
*  Nuevas tecnologias

Cargas de trabajo clave

Dell PowerEdge R470 ofrece un rendimiento potente en un servidor estandar especialmente disefiado que posee resiliencia
cibernética. |deal para los lugares siguientes:

e Virtualizacion/Cloud Scale

Base de datos de escalamiento horizontal

Computacion en el perimetro

Computacion de alto rendimiento

Nodo de almacenamiento definido por software

Configuraciones y caracteristicas del PowerEdge R470 sistema 5



Nuevas tecnologias

El PowerEdge R470 es un sistema capaz de manejar aplicaciones y cargas de trabajo exigentes, como data warehouses,
eCommerce, bases de datos y computacion de alto rendimiento (HPC).

Tabla 1. Nuevas tecnologias

Tecnologia Descripcion detallada

Procesador Intel® Xeon® 6 E-core Conteo de nlcleos: hasta 144 nlcleos

88 canales PCle Gen 5.0 por CPU, bifurcacién PCle x16, x8,
x4, x2 (5.2 generacion)

TDP méx.: hasta 330 W

Procesador Intel® Xeon® 6 P-core Conteo de nlcleos: hasta 86 nucleos con opcion R1S

88 canales PCle Gen 5.0 por CPU, bifurcacion PCle x16, x8,
x4, x2 (5.2 generacion)

Hasta 136 canales PCle GEN 5.0 por CPU (opcién R1S)

TDP méx.: hasta 350 W

Memoria DDR5 Hasta 8 canales por CPU y 16 DIMM en total

Admite RDIMM, DDR5 con ECC hasta 6400 MT/s

Generacion de PCle 5.9 generacion a 32 GT/s
Ranura de PCle Hasta cuatro ranuras PCle con 16 canales en total.
170 flex. |70 posterior con:

e 1 puerto Ethernet BMC dedicado
e 2 puertos USB 3.1 Type-A
e 1VGA

Tarjeta NIC de OCP 3.0:

2 ranuras en la parte frontal (para la configuracion de 170
frontal)

1ranura en la parte posterior (para la configuracion de /0
posterior)

|70 frontal con:

e 1 puerto USB 2.0 Type-C

1 puerto USB 2.0 Type-A (opcional)

1 Mini DisplayPort (opcional)

1 serie DB9 (con configuracion de /0 frontal)

1 puerto Ethernet BMC dedicado (con configuracion de
|70 frontal)

M-PESTI Protocolo semiduplex entre MCU y CPLD, la interfaz modular
de banda lateral como parte del DC-MHS.

PERC dedicada PERC 12

H965i DC-MHS frontal

e H365i DC-MHS frontal

e Adaptador H365i DC-MHS
e Adaptador H965i DC-MHS

Fuentes de alimentacién Doble PSU nuevo M-CRPS de 60 mm

Platinum/Titanium de 800 W de CA/HVDC

Platinum/Titanium de 1100 W de CA/HVDC
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Tabla 1. Nuevas tecnologias (continuacion)

Tecnologia Descripcion detallada

Titanium de 1500 W de CA/HVDC

Titanium 1500 W 277 VCA y HVDC

1400 W -48 vV CC

@ NOTA: Pautas de compatibilidad con soporte vertical

o |os procesadores Intel Xeon R1S de nlcleo P de 6 procesadores proporcionan una mayor cantidad de carriles PCle en
comparacion con los procesadores Intel® Xeon de ndcleo P de 6 procesadores estandares.

e En la plataforma PowerEdge R470:
o Los soportes verticales RC4, RC5 y RC7 solo admiten procesadores R1S.
o Los soportes verticales RCO, RC1, RC2, RC3, RC6 y RC8 son compatibles con las configuraciones de R1S y estandar

de un solo procesador, segun los requisitos de configuracion de almacenamiento.

e |a compatibilidad de las tarjetas verticales esta sujeta al disefio especifico de la plataforma y a las restricciones de
asignacion de carriles.

e Seleccione configuraciones de almacenamiento compatibles para garantizar la integridad del sistema y un rendimiento
optimo.

Configuraciones y caracteristicas del PowerEdge R470 sistema



Comparacion de productos

Tabla 2. Comparacion de PowerEdge R470 y R660xs

Funciones

PowerEdge R470

PowerEdge R660xs

Procesador

e Un procesador Intel® Xeon® 6 E-
core con hasta 144 nudcleos o

e Un procesador Intel® Xeon® 6 P-
core con hasta 86 nlcleos con
opcién de R1S

e Hasta 2 procesadores escalables
Intel® Xeon® de 4.2 generacion
(Sapphire Rapids) con hasta
32 nucleos

e Hasta 2 procesadores escalables
Intel® Xeon® de 5.9 generacion
(Emerald Rapids) con hasta
28 nucleos

Aceleradores

Hasta cuatro aceleradores de doble
ancho de 75 W

Sin compatibilidad de GPU

Memoria

Velocidad de DIMM

Hasta 6400 MT/s

Hasta 5200 MT/s

Tipo de memoria

RDIMM

RDIMM

Ranuras de médulos de memoria

16 ranuras DIMM DDR5

16 ranuras DIMM DDR5

(D|NOTA: Solo admite DIMM DDR5
ECC registrados.

()|NOTA: Solo soporta médulos DIMM
DDRA4 ECC registrados.

Almacenamiento

Bahias frontales:

e Hasta 8 EDSFF E3. NVMe de 5.2
generacion, con un méax. de 491,52
B

e Hasta 16 EDSFF E3.S NVMe de
5.2 generacion con un maximo de
983,04 TB

e Hasta 8 unidades SATA/NVMe de
2,5 pulgadas con un méaximo de
491,52 TB

e Hasta 10 unidades SATA/NVMe de
2,5 pulgadas (con 4 universales de
2,5 pulgadas) con un méaximo de
614,4 TB

e Hasta 4 SATA de 3,5 pulgadas con
un méx. de 128 TB (solo compatible
con 2 unidades posteriores E3.
Unidades S; No se admite como
configuracion independiente de parte
frontal Unicamente)

Bahia de unidad O
Hasta 4 SAS/SATA (HDD/SSD) de
3,5 pulgadas, con un maximo de
96 TB

e Hasta 8 SAS/SATA/NVMe (HDD
SSD) de 2,5 pulgadas maximo
122,88 TB

e Hasta 10 SAS/SATA/NVMe (HDD
SSD) de 2,5 pulgadas maximo
153,6 TB

Bahias posteriores:

2 EDSFF E3. NVMe (SSD) de 5.9
generacioén, con un méaximo de 122,88 TB

Hasta 2 SAS/SATA/NVMe (HDD SSD)
de 2,5 pulgadas méximo 15,2 TB

Controladoras de almacenamiento

Controladoras internas

PERC H965i DC-MHS frontal
PERC H365i DC-MHS frontal
Adaptador PERC H365i
Adaptador PERC HI65i

PERC H355, PERC H755, PERC
H755N, HBA465i PERC H965i, HBA355i,
HBA465i
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Tabla 2. Comparacién de PowerEdge R470 y R660xs (continuacion)

Funciones PowerEdge R470 PowerEdge R660xs
Controladoras externas N/ HBA355e y H965e

e PERC H965e

e HBA 465e

A
RAID de software N/A S160

Arranque interno

Boot Optimized Storage Subsystem
(BOSS-N1DC-MHS): HWRAID 1,
2 SSD NVMe M.2

Boot Optimized Storage Subsystem
(BOSS-N1): HWRAID 2 x SSD M.2

Unidad intermedia M.2 con hasta 2 SSD | N/A
NVMe M.2
USB interno USB interno
Administracion de sistema e (DRAC e (DRAC9
e iDRAC Direct e iDRAC Direct
e API RESTful de iDRAC con Redfish e API RESTful de iDRAC con Redfish
e CLIde RACADM e Modulo inaldmbrico de Quick Sync 2
e DRAC Service Module (iSM) o Mddulo de servicio de DRAC
o Open Server Manager

Unidad de fuente de alimentacion

e Platinum de 800 W/Titanium de 100
a 240 V CA o 240 HVDC

e Platinum de 1100 W/Titanium de
100-240 V CA o 240 HVDC

e Titanium de 1500 W y 100-240 VCA o
240 HVDC

e Titanium de 1500 W, 277V de CAy
HVDC

e 1400 W -48V CC

Platinum de 600 W y 100-240 VCA/
240 vCC

e Titanium de 700 W y 200-240 VCA/
240 vCC

e Platinum de 800 W y 100-240 VCA/
240 vCC

e 1100 W de CC/-48-(-60) V
Titanium de 1100 W y 100-240 V de
CA/240V de CC

e Titanium de 1400 W y 100-240 VCA/
240 VCC

e Platinum de 1400 W y 100-240 V de
CA/240V de CC

e Titanium de 1400 Wy 277 VCA/

366 VCC

e Titanium de 1800 W y 200-240 VCA/

240 VCC

Puertos

Opciones de red

Hasta dos tarjetas NIC de OCP 3.0:
2 ranuras en la parte frontal o 1ranura
en la parte posterior

2 puertos incrustados de 1 GbE

e Maximo de 1 OCP 3.0 (canales PCle
x8)

Puertos frontales

1 puerto USB 2.0 Type-C

1 puerto de iDRAC Direct (USB MicroAB)

1 puerto USB 2.0 Type-A (opcional)

1USB 2.0

1 Mini DisplayPort (opcional)

1 serie DB9 (con configuracion de 170
frontal)

1 puerto Ethernet BMC dedicado (con
configuracion de |/0 frontal)

1VGA

Puertos posteriores

1 puerto Ethernet BMC dedicado

2 puertos USB 3.1 Type-A

1USB 2.0

1VGA

1 serial (opcional)

Comparacion de productos 9




Tabla 2. Comparacién de PowerEdge R470 y R660xs (continuacion)

Funciones

PowerEdge R470

PowerEdge R660xs

1USB 3.0

2 Ethernet

1VGA

1 x puerto de red iDRAC dedicado

Puertos internos

1 puerto USB 3.1 Type-A

1 USB 3.0 (opcional)

Ranuras

PCle

Hasta 4 ranuras PCle x16 de
5.2 generacion

Hasta 2 ranuras PCle de 5.2 generacion
o hasta 3 ranuras PCle de 4.2 generacion

Factor de forma

Servidor en rack de 1U

Servidor en rack de 1U

Dimensiones y peso

Altura

42,8 mm (1,69 pulgadas)

42,8 mm (1,7 pulgadas)

Ancho

482,0 mm (19 pulgadas)

482 mm (18,97 pulgadas)

Profundidad

Para el pasillo frio (configuracion de 170
frontal):

829,44 mm (32,09 pulgadas) sin bisel

(D|NOTA: La configuracion de 170
frontal no soporta el bisel

Para el pasillo caliente (configuracion de
I/0 posterior):

816,92 mm (32,16 pulgadas) con bisel
815,14 mm (32,09 pulgadas) sin bisel

29.47 inches (748.79 mm)

Peso

19,11 kg (42,13 Ib)

19,45 kg (55,33 libras)
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Vistas y caracteristicas del chasis

Temas:

. Vistas del chasis

Vistas del chasis

Configuraciones del sistema: vista frontal del PowerEdge R470
sistema

Vistas frontales del sistema R470

llustracién 1. Vista frontal del sistema de unidades de 8 x 2,5 pulgadas

Tabla 3. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento Puertos, paneles y ranuras |lcono Descripcion
1 Panel de control izquierdo N/A Contiene el puerto USB y
(LCP): secundario miniDisplayPort.

(D|NOTA: LCP: el médulo
secundario KVM es
opcional y el LCP de
relleno es la opcion
predeterminada en el
panel de control izquierdo.

2 Unidades de 2,5 pulgadas N/A Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.
3 Unidad de relleno De relleno Panel de relleno para la ranura
de unidad de almacenamiento
4 Panel de control derecho N/A Contiene el LED de estado del
(RCP): principal sistema, el ID del sistema, el

botén de encendido, el puerto
USB Type-C y el LED de
estado del host.

Vistas y caracteristicas del chasis 1"



Tabla 3. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuacion)

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcion

5

Etiqueta de servicio rapido

N/A

La etiqueta de servicio
rapido es un panel con

una etiqueta extraible que
contiene informacion del
sistema, como la etiqueta de
servicio, la NIC y la direcciéon
MAC.

llustracion 2. Vista frontal de un sistema de 8 unidades EDSFF E3.S con I/0 frontal

8

Tabla 4. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

12 Vistas y caracteristicas del chasis

Elemento Puertos, paneles y ranuras |lcono Descripcion
1 Panel de control izquierdo N/A Contiene el puerto USB y
(LCP): secundario miniDisplayPort.

(D|NOTA: LCP: el moédulo
secundario KVM es
opcional y el LCP de
relleno es la opcion
predeterminada en el
panel de control izquierdo.

2 NIC de OCP (Principal/ N/A Le permite instalar OCP
Secundaria) principal/secundario en
()|NOTA: EI OCP principal funcion de las configuraciones
estd en la ranura 32 en la de tarjeta elevadora en las
parte inferior ranuras 31/32
3 Unidades EDSFF E3.S N/A Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.
4 Panel de control derecho N/A Contiene el LED de estado del
(RCP): principal sistema, el ID del sistema, el
boton de encendido, el puerto
USB Type-C vy el LED de
estado del host.
5 Puerto Ethernet de iDRAC N/A Le permite acceder a iDRAC.
dedicado
6 Puerto serial COM 10101 Permite conectar un
dispositivo en serie al sistema.
7 Moédulo BOSS-N1 DC-MHS N/A Médulo BOSS para el
arrangue interno del sistema.
8 Etiqueta de servicio rapido N/A La etiqueta de servicio

rgpido es un panel con
una etiqueta extraible que
contiene informacion del




Tabla 4. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuacion)

Elemento Puertos, paneles y ranuras |lcono Descripcion
sistema, como la etiqueta de
servicio, la NIC y la direccion
MAC.
1 3

llustracién 3. Vista frontal de un sistema de 16 unidades EDSFF E3.S con I/0 frontal

Tabla 5. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcion

1

Panel de control izquierdo
(LCP): secundario

N/A

Contiene el puerto USB y

miniDisplayPort.

(D|NOTA: LCP: el médulo
secundario KVM es
opcional y el LCP de
relleno es la opcion
predeterminada en el
panel de control izquierdo.

Unidades EDSFF E3.S

N/A

Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.

Unidad de relleno

De relleno

Panel de relleno para la ranura
de unidad de almacenamiento

Panel de control derecho
(RCP): principal

N/A

Contiene el LED de estado del
sistema, el ID del sistema, el
boton de encendido, el puerto
USB Type-Cy el LED de
estado del host.

Etiqueta de servicio rapido

N/A

La etiqueta de servicio
rapido es un panel con

una etiqueta extraible que
contiene informacion del
sistema, como la etiqueta de
servicio, la NIC y la direcciéon
MAC.

Vistas y caracteristicas del chasis 13



llustracion 4. Vista frontal de un sistema de 8 unidades EDSFF E3.S con 1/0 posterior
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Tabla 6. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcion

1

Panel de control izquierdo
(LCP): secundario

N/A

Contiene el puerto USB y

miniDisplayPort.

@ NOTA: LCP: el médulo
secundario KVM es
opcional y el LCP de
relleno es la opcion
predeterminada en el
panel de control izquierdo.

PCle de relleno

N/A

Relleno para la ranura de
tarjeta elevadora de expansion
PCle

Unidades EDSFF E3.S

N/A

Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.

Panel de control derecho
(RCP): principal

N/A

Contiene el LED de estado del
sistema, el ID del sistema, el
boton de encendido, el puerto
USB Type-C vy el LED de
estado del host.

De relleno

N/7A

Relleno para la ranura DB9

PCle de relleno

N/A

Relleno para la ranura de
tarjeta elevadora de expansion
PCle

4 3

llustracion 5. Vista frontal de un sistema de 10 unidades de 2,5 pulgadas con 1/0 posterior

Tabla 7. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcion

1

Panel de control izquierdo
(LCP): secundario

N/A

Contiene el puerto USB y
miniDisplayPort.
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Tabla 7. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuacién)

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcion

(D|NOTA: LCP: el médulo
secundario KVM es
opcional y el LCP de
relleno es la opcion
predeterminada en el
panel de control izquierdo.

Unidades de 2,5 pulgadas

N/7A

Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.

Panel de control derecho
(RCP): principal

N/A

Contiene el LED de estado del
sistema, el ID del sistema, el
botdon de encendido, el puerto
USB Type-Cy el LED de
estado del host.

Etiqueta de servicio rapido

N/A

La etiqueta de servicio
rgpido es un panel con

una etiqueta extraible que
contiene informacion del
sistema, como la etiqueta de
servicio, la NIC y la direccion
MAC.

llustracion 6. Vista frontal del sistema de 4 unidades de 3,5 pulgadas con I/0 posterior

Tabla 8. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcion

1

Panel de control izquierdo
(LCP): secundario

N/A

Contiene el puerto USB y

miniDisplayPort.

(D|NOTA: LCP: el moédulo
secundario KVM es
opcional y el LCP de
relleno es la opcion
predeterminada en el
panel de control izquierdo.

Unidades de 3,5 pulgadas

N/A

Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.

Panel de control derecho
(RCP): principal

N/A

Contiene el LED de estado del
sistema, el ID del sistema, el
botdon de encendido, el puerto
USB Type-Cy el LED de
estado del host.

Etiqueta de servicio rapido

N/A

Vistas y caracteristicas del chasis

La etiqueta de servicio
rapido es un panel con
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Tabla 8. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuacion)

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcion

una etiqueta extraible que
contiene informacion del
sistema, como la etiqueta de
servicio, la NIC y la direcciéon
MAC.

llustracion 7. Vista frontal del sistema de configuracién sin backplane

Tabla 9. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcion

1

Panel de control izquierdo
(LCP): secundario

N/A

Contiene el puerto USB y

miniDisplayPort.

(D|NOTA: LCP: el médulo
secundario KVM es
opcional y el LCP de
relleno es la opcion
predeterminada en el
panel de control izquierdo.

Unidad de relleno

De relleno

Panel de relleno para la ranura
de unidad de almacenamiento

Panel de control derecho
(RCP): principal

N/7A

Contiene el LED de estado del
sistema, el ID del sistema, el
botdn de encendido, el puerto
USB Type-C vy el LED de
estado del host.

Etiqueta de servicio rapido

N/A

La etiqueta de servicio
rgpido es un panel con

una etiqueta extraible que
contiene informacion del
sistema, como la etiqueta de
servicio, la NIC y la direccion
MAC.

Panel de control izquierdo (LCP), vista secundaria

El sistema R470 tiene tres opciones para el panel de control izquierdo (LCP) y el panel secundario, como se muestra a
continuacion. La opcion predeterminada es la de relleno.
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llustracion 8. Panel de control izquierdo (LCP), panel secundario, médulo de relleno

llustracién 9. Panel de control izquierdo (LCP), panel secundario, médulo KVM

Tabla 10. Panel de control izquierdo (LCP) - Panel secundario - Médulo KVM (opcional)

Eleme | Indicador, botén o Icono Descripcion
nto conector
1 Puerto compatible con - El puerto USB es de 4 clavijas y cumple con los requisitos del
USB 2.0 estandar 2.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
2 Mini-DisplayPort D] Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.

llustracion 10. Panel de control izquierdo (LCP) - Panel secundario - Quick Sync 2.0 (opcional)

1. Botoén de Quick Sync 2.0
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Panel de control derecho (RCP): vista principal

llustraciéon 11. Panel de control derecho (RCP): principal

Tabla 11. Panel de control derecho (RCP): principal

Direct (USB Type-C)

Elemen | Indicador o botdn icono Descripcion
to
1 Botoén de encendido o Indica si el sistema esta encendido o apagado. Presione el botén de
encendido para encender o apagar el sistema manualmente
()|NOTA: Presione el botén de encendido para realizar un apagado
ordenado de un sistema operativo que cumple con los requisitos de
ACPI.
2 Indicador de estado e ID N/A Indica el estado del sistema.
del sistema
3 Indicador LED de iDRAC ‘\e El indicador LED de iDRAC Direct se ilumina para indicar que el puerto de
Direct iDRAC Direct esta conectado activamente a un dispositivo.
4 Botén de ID del sistema i El ID del sistema permite que el usuario localice fisicamente el sistema.
5 Puerto de host/iDRAC ot El puerto de iDRAC Direct (USB Type-C) le permite acceder a las

funciones de USB Type-C de iDRAC Direct. Para obtener mas informacion,

consulte los manuales de iIDRAC.

(D|NOTA: Puede configurar iDRAC Direct mediante un cable USB a USB
Type-C, que puede conectar a su laptop o tableta. La longitud del
cable no debe superar los 0,91 metros (3 pies). El rendimiento podria
verse afectado por la calidad de los cables.

Tabla 12. Cédigos indicadores de ID y estado del sistema

Codigo indicador de ID y
estado del sistema

Estado

Azul fijo

Indica que el sistema esta encendido y en buen estado, y el modo de ID del sistema no esta
activo. Presione el boton de ID del sistema para cambiar al modo de ID del sistema.

Azul parpadeante

Indica que el modo de ID del sistema esté activo. Presione el botdn de ID del sistema para
cambiar al modo de estado del sistema.

Luz amarilla parpadeante

Indica que el sistema tiene una falla. Consulte el registro de eventos del sistema para ver los
mensajes de error especificos. Manuales de PowerEdge.
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Configuraciones del sistema: vista posterior del PowerEdge R470
sistema
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llustracion 12. Vista posterior del sistema con 8 unidades de 2,5 pulgadas

Panel de control derecho (RCP): principal

Tabla 13. Vista posterior del sistema con 8 unidades de 2,5 pulgadas

Elemento |Puertos, paneles o Icono Descripcion
ranuras
1 Fuente de alimentacion 1 PSU1 es la PSU principal del sistema.
(PSUM
2 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle
tarjetas de expansion
PCle de relleno
3 Fuente de alimentacion [#12 PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
(PSU2)
4 Tarjeta OCP NIC N/A La tarjeta OCP NIC es compatible con OCP 3.0. Los puertos NIC estan
integrados en la tarjeta OCP, la que esté conectada a la placa de HPM.
5 Médulo BOSS-N1 DC- N/A Modulo BOSS para el arranque interno del sistema.
MHS
6 Puerto dedicado de EEE Le permite acceder de forma remota a iDRAC. Cuando el puerto de
iDRAC iDRAC frontal esta conectado a la red, el puerto de iDRAC posterior se
deshabilita automaticamente.
7 Puerto USB 3.0 ot El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del
estandar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
8 Puerto VGA 1= Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.
1
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llustracion 13. Vista posterior del sistema con 8 unidades EDSFF E3.S e 170 frontal
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Tabla 14. Vista posterior del sistema con 8 unidades EDSFF E3.S e 1/0 frontal

Elemento |Puertos, paneles o Icono Descripcion
ranuras
1 Fuente de alimentacion 1 PSU1 es la PSU principal del sistema.
(PSUM
2 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion
PCle de relleno
3 Fuente de alimentacion [F12 PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
(PSU2)
4 OCP de relleno N/A Relleno para la ranura de tarjeta OCP.
5 BOSS-N1 de relleno N/A Relleno para la ranura del médulo BOSS-N1.
6 Puerto dedicado de EQE Le permite acceder de forma remota a iDRAC. Cuando el puerto de
iDRAC iDRAC frontal esta conectado a la red, el puerto de iDRAC posterior se
deshabilita automaticamente.
7 Puerto USB 3.0 oo El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del
estandar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
8 Puerto VGA =] Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.

O 8

7

llustracion 14. Vista posterior del sistema con 8 unidades EDSFF E3.S e 1/0 posterior

Tabla 15. Vista posterior del sistema con 8 unidades EDSFF E3.S e 1/0 posterior

Elemento |Puertos, paneles o Icono Descripcion
ranuras
1 Fuente de alimentacion 1 PSU1 es la PSU principal del sistema.
(PSUM
2 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion
PCle de relleno
3 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion
PCle de relleno
4 Fuente de alimentacién 712 PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
(PSU2)
5 Tarjeta OCP NIC N/A La tarjeta OCP NIC es compatible con OCP 3.0. Los puertos NIC estan
integrados en la tarjeta OCP, la que esta conectada a la placa de HPM.
6 Maodulo BOSS-N1 DC- N/A Modulo BOSS para el arranque interno del sistema.
MHS
7 Puerto dedicado de ﬁEE Le permite acceder de forma remota a iDRAC. Cuando el puerto de
iDRAC iDRAC frontal esta conectado a la red, el puerto de iDRAC posterior se
deshabilita automaticamente.
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Tabla 15. Vista posterior del sistema con 8 unidades EDSFF E3.S e 1/0 posterior (continuacién)

Elemento |Puertos, paneles o Icono Descripcion
ranuras
8 Puerto USB 3.0 e El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del
estandar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
9 Puerto VGA =) Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.

11 109

llustracion 15. Vista posterior del sistema con sistema de 4 unidades de 3,5 pulgadas con 2 EDSFF E3 posteriores.

Unidades S

Tabla 16. Vista posterior del sistema con sistema de 4 unidades de 3,5 pulgadas con 2 EDSFF E3
posteriores. Unidades S

Elemento |Puertos, paneles o Icono Descripcion
ranuras
1 Fuente de alimentacion 2k PSU1 es la PSU principal del sistema.
(PSUM)
2 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion
PCle de relleno
3 Unidades EDSFF E3.S N/A Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
4 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion
PCle de relleno
5 Fuente de alimentacion 712 PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
(PSU2)
6 Tarjeta OCP NIC N/A La tarjeta OCP NIC es compatible con OCP 3.0. Los puertos NIC estan
integrados en la tarjeta OCP, la que esté conectada a la placa de HPM.
7 Maodulo BOSS-N1 DC- N/A Modulo BOSS para el arranque interno del sistema.
MHS
8 Puerto dedicado de EEE Le permite acceder de forma remota a iDRAC. Cuando el puerto de
iDRAC iDRAC frontal esta conectado a la red, el puerto de iDRAC posterior se
deshabilita automaticamente.
9 Puerto USB 3.0 El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del

estandar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
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Tabla 16. Vista posterior del sistema con sistema de 4 unidades de 3,5 pulgadas con 2 EDSFF E3

posteriores. Unidades S (continuacién)

Elemento |Puertos, paneles o Icono Descripcion
ranuras
10 Puerto USB 3.0 sea El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del
estandar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
" Puerto VGA =) Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.
1
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llustraciéon 16. Vista posterior del sistema de configuracion sin backplane*

Tabla 17. Vista posterior del sistema de configuracién sin backplane

Elemento |Puertos, paneles o Icono Descripcion
ranuras
1 Fuente de alimentacion 11 PSU1 es la PSU principal del sistema.
(PSUM)
2 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion
PCle de relleno
3 OCP de la tarjeta N/A OCP de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion PCle.
elevadora para tarjetas
de expansiéon PCle
4 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion
PCle de relleno
5 Fuente de alimentacion 712 PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
(PSU2)
6 Tarjeta OCP NIC N/A La tarjeta OCP NIC es compatible con OCP 3.0. Los puertos NIC estan
integrados en la tarjeta OCP, la que esté conectada a la placa de HPM.
7 Maodulo BOSS-N1 DC- N/A Modulo BOSS para el arranque interno del sistema.
MHS
8 Puerto dedicado de EEE Le permite acceder de forma remota a iDRAC. Cuando el puerto de
iDRAC iDRAC frontal esta conectado a la red, el puerto de iDRAC posterior se
deshabilita automaticamente.
9 Puerto USB 3.0 oo El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del
estandar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
10 Puerto USB 3.0 ssae El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del
estandar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
M Puerto VGA 1| Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.
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Configuraciones del sistema: vista interior del PowerEdge R470

sistema

20

llustracién 17. Interior del sistema con configuracion de 170 frontal

OCP frontal

Clip para cables
Ranuras de DIMM
PSU 2

Placa de atico

. Interruptor de intrusion

. Soporte para PIB

. Clip para cables

. Backplane de unidades

. Puerto serial frontal y puerto iDRAC dedicado

2. Ventilador

4. Modulo de procesador de host (HPM)

6. Disipador de calor del procesador (remoto)
8. PSU1

10. Médulo DC-SCM

12. Placa intercaladora de alimentacion (PIB)
14. Placa del ventilador

16. Soporte intermedio para cables

18. BOSS-N1 frontal

20. Etiqueta de servicio rapido

Vistas y caracteristicas del chasis
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llustracion 18. Interior del sistema con configuracién de 1/0 posterior
1. Ventilador 2. Clip para cables
3. Mddulo de procesador de host (HPM) 4. Ranuras de DIMM
5. Disipador de calor del procesador (remoto) 6. Mdédulo de OCP posterior
7. Tarjetas elevadoras PCle 4 8. PSU 2
9. PSU1 10. Tarjetas elevadoras PCle 2
11. Interruptor de intrusion 12. Placa intercaladora de alimentacion (PIB)
13. Soporte para PIB 14. Placa del ventilador
15. Clip para cables 16. Soporte intermedio para cables

17. Etiqueta de servicio rapido
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Codigo QR de los recursos del PowerEdge R470 sistema

Dell.com/support PERA470

Scan for quick access to
self-service videos and
documentation for this device.

llustracion 19. Cédigo @R del sistema PowerEdge R470sistema

Configuraciones del chasis

El sistema PowerEdge™ R470 soporta lo siguiente:
Bahia frontal y posterior:

Hasta 8 unidades directas EDSFF E3.S NVMe

Hasta 8 unidades SATA/NVMe de 2,5 pulgadas

Unidades SATA/NVMe de hasta 10 x 2,5 pulgadas

Hasta 16 unidades directas EDSFF E3.S NVMe

Unidades SATA de hasta 4 x 3,5 pulgadas con hasta 2 x EDSFF E3. Unidades posteriores directas NVMe S

NOTA: Para obtener méas informacién sobre cémo intercambiar en caliente el dispositivo U.2 SSD PCle NVMe, consulte

la Guia del usuario de la SSD PCle NVMe Express Flash de Dell en Buscar todos los productos > Infraestructura del
centro de datos > Controladoras y adaptadores de almacenamiento > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle
SSD > Documentaciéon > Manuales y documentos.
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Procesador

Temas:

»  Caracteristicas del procesador

Caracteristicas del procesador

Los procesadores Intel® Xeon® serie 6 satisfacen diversas necesidades de potencia, rendimiento y eficiencia. Los nucleos
eficientes (nucleos E) ofrecen una alta densidad de nucleos y un rendimiento excepcional por vatio, mientras que los nicleos de
rendimiento (nucleos P) se destacan en la gama mas amplia de cargas de trabajo con un mayor rendimiento para IA y HPC. Los
procesadores Intel® Xeon® serie 6 ofrecen un rendimiento mejorado por vatio, un rendimiento aumentado por rack, velocidades
de memoria actualizadas, 1/0 mejoradas, velocidades de UPI ampliadas y seguridad de extension de software agregada.

A continuacioén, se enumeran las caracteristicas y funciones de los procesadores:

Hasta 144 nucleos y TDP de hasta 330 W para el procesador Intel® Xeon® 6 E-core
Hasta 86 nucleos y TDP de hasta 350 W para el procesador Intel® Xeon® 6 P-core
Hasta 8 canales, DDR% de 6400 MT/s (1 DPC) y 5200 MT/s (2 DPC)

UPI 2.0: hasta 24 GT/s

PCle 5.0 y 88 canales

R1S: hasta 136 canales PCle 5.0

Capacidad de bifurcacion PCle

Conector Intel® E2: 4710-2 pines

Procesadores admitidos

En la tabla que se incluye a continuacion, se muestran las SKU del Procesador Intel® Xeon 6 que admite el sistema R470.

Tabla 18. Procesador Intel® Xeon 6 que admite el sistema R470: E-Core

Procesador | Velocidad | Caché UPI Nucleos |Subproce | Turbo Velocidad | Capacidad | TDP
de reloj M) (GT/s) sos de la de
(GHz) memoria memoria
(MT/s)
6780E 2.2 108 24 144 144 Turbo 6400 1TB 330 W
6766E 1.9 108 24 144 144 Turbo 6400 1TB 250 W
6756E 1.8 96 24 128 128 Turbo 6400 1TB 225 W
6746E 2 96 24 12 12 Turbo 6400 1TB 250 W
6740E 2.4 96 24 96 96 Turbo 6400 1TB 250 W
6731E 2.2 96 24 96 96 Turbo 5600 1TB 250 W
6710E 2.4 96 24 64 64 Turbo 5600 1TB 205 W
Tabla 19. Procesador Intel® Xeon 6 que admite el sistema R470: P-Core
Procesador | Velocidad | Caché UPI Nucleos |Subproce | Turbo Velocidad | Capacidad | TDP
de reloj M) (GT/s) sos de la de
(GHz) memoria memoria
(MT/s)
6787P 2 336 24 86 172 Turbo 6400 47TB 350 W
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Tabla 19. Procesador Intel® Xeon 6 que admite el sistema R470: P-Core (continuacién)

Procesador | Velocidad | Caché UPI Nucleos |Subproce | Turbo Velocidad | Capacidad | TDP

de reloj (M) (GT/s) sos de la de

(GHz2) memoria memoria

(MT/s)

6767P 24 336 24 64 128 Turbo 6400 47TB 350 W
6747P 2.7 288 24 48 96 Turbo 6400 47TB 330 W
6737P 2.9 144 24 32 64 Turbo 6400 47TB 270 W
6730P 2.5 288 24 32 64 Turbo 6400 4TB 250 W
6527P 3.0 144 24 24 48 Turbo 6400 47TB 255 W
6724P 3.6 72 24 16 32 Turbo 6400 47TB 210 W
6517P 3.2 72 24 16 32 Turbo 6400 47TB 190 W
6505P 2.2 48 24 12 24 Turbo 6400 4TB 150 W
6507P 3.5 48 24 8 16 Turbo 6400 47TB 150 W
6781P (R1S) [ 2.0 336 N/D 80 160 Turbo 6400 27TB 350 W
6761P (R1S) [ 2.5 336 N/D 64 128 Turbo 6400 27TB 350 W
6741P (R1S) | 2.5 288 N/D 48 96 Turbo 6400 27TB 300 W
6731P (R1S) | 2.5 144 N/D 32 64 Turbo 6400 27TB 245 W
6521P (R1S) [ 2.6 144 N/D 24 48 Turbo 6400 27TB 225 W
651P (R1S) [2.5 72 N/D 16 32 Turbo 6400 27TB 150 W

Procesador
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Temas:

*  Memoria compatible

Memoria compatible

Tabla 20. Comparacion de la tecnologia de la memoria

Subsistema de memoria

Funciones

PowerEdge R470 (DDR5)

Tipo de DIMM

RDIMM

Velocidad de transferencia

6400 MT/s (1 DPC) y 5200 MT/s (2 DPC)
(D|NOTA: Compatibilidad con la velocidad méxima de
transferencia de DIMM que depende de la ocupacién de

DIMM y la SKU de CPU

Voltaje

11V

Tabla 21. DIMM compatibles

Velocidad Tipo de DIMM Capacidad del Rangos por DIMM | Ancho de datos Voltios por DIMM
nominal de DIMM moédulo DIMM V)

(MT/s) (GB)

6400 RDIMM 16 1 x8 11

6400 RDIMM 32 2 x8 11

6400 RDIMM 64 2 x4 11

6400 RDIMM 96 2 x4 11

6400 RDIMM 128 2 x4 11

6400 RDIMM 256 8 x4 11

Tabla 22. Matriz de memoria compatible

Tipo de Rango Capacidad |Velocidad y | Velocidad de funcionamiento
DIMM voltaje
nominal de | Procesador Intel® Xeon 6 E- | Procesador Intel® Xeon 6 P-
DIMM core core
1 DIMM por |2 DIMM por 1 DIMM por 2 DIMM por
canal canal (DPC) canal (DPC) canal (DPC)
(DPC)
RDIMM 1R 16 GB DDR5 (1,1 N/A N/A Hasta N/A
V), 6400 MT/s
6400 MT/s
2R 32 GB DDR5 (1,1 Hasta N/A Hasta Hasta
V), 6400 MT/s 6400 MT/s 5200 MT/s
6400 MT/s
64 GB DDR5 (11 Hasta Hasta Hasta Hasta
V), 6400 MT/s |5200 MT/s 6400 MT/s 5200 MT/s
6400 MT/s
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Tabla 22. Matriz de memoria compatible (continuacién)

Tipo de Rango Capacidad | Velocidad y | Velocidad de funcionamiento
DIMM voltaje
nominal de | Procesador Intel® Xeon 6 E- | Procesador Intel® Xeon 6 P-
DIMM core core
1 DIMM por |2 DIMM por 1 DIMM por 2 DIMM por
canal canal (DPC) canal (DPC) canal (DPC)
(DPC)
96 GB DDR5 (1,1 N/A N/A Hasta Hasta
V), 6400 MT/s 5200 MT/s
6400 MT/s
128 GB DDR5 (1,1 N/A N/A Hasta Hasta
V), 6400 MT/s 5200 MT/s
6400 MT/s
8R 256 GB DDR5 (1,1 N/A N/A N/A Hasta
V), 5200 MT/s
6400 MT/s

®| NOTA: El procesador puede reducir el cumplimiento de la velocidad de DIMM nominal.

®| NOTA: Solo los médulos de 32 GB y 64 GB son compatibles con los procesadores Intel® Xeon 6 E y P Core.

Subsistema de memoria
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almacenamiento

Temas:

»  Controladoras de almacenamiento

*  Unidades compatibles

*  Configuracion de almacenamiento interno
*  Almacenamiento externo

Controladoras de almacenamiento

Las opciones de controladoras RAID de Dell ofrecen mejoras de rendimiento, incluida la solucién fPERC. fPERC proporciona una
controladora RAID HW base que no consume una ranura PCle mediante el uso de un factor de forma pequefio y un conector de
alta densidad al plano de la base.

Las ofertas de controladora PERC de 17 G aprovechan enormemente la familia de PERC de 16 G. Los niveles de valor y
rendimiento de valor se transferirdn a la 17 G de la 16 G.

@ NOTA: PowerEdge no es compatible con el Trimodo, la combinaciéon de SAS, SATA y NVMe detras de la misma
controladora.

NOTA: Para obtener mas informacién sobre las caracteristicas de las controladoras RAID Dell PowerEdge (PERC), las
controladoras RAID de software o la tarjeta BOSS, y la implementacion de las tarjetas, consulte la documentacion de la
controladora de almacenamiento en Manuales de la controladora de almacenamiento.

Guia del usuario de las controladoras de almacenamiento del
servidor

e Guifas del usuario de las controladoras de almacenamiento del servidor, haga clic aqui

Unidades compatibles

En la tabla que se muestra a continuacion, se enumeran las unidades internas que soporta el sistema R470.

Tabla 23. Unidades compatibles

Factor de Tipo Velocidad Velocidad de | Capacidades

forma rotacion

2,5 inches SATA 6 Gb/s SSD 480 GB, 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB

2,5 inches NVMe de | 4.2 generacié | SSD 800 GB, 960 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 7,68 TB

cC n

2,5 inches Ent NVMe | 4.2 generacié | SSD 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB, 61,44 TB
n

3,5 inch SATA 6 Gb/s 7200 27TB,47TB,8TB,12 TB, 16 TB, 20 TB, 24 TB, 32 TB

3,5 inch SATA 12 Gb/s 7200 47TB,8TB,12 TB, 16 TB, 20 TB, 24 TB, 32 TB

M.2 NVMe 4.2 generacio | N/A 480 GB. 960 GB
n

30 almacenamiento



Tabla 23. Unidades compatibles (continuacién)

Factor de Tipo Velocidad Velocidad de | Capacidades
forma rotacion
EDSFF E3. S NVMe de |5.2 generaci |SSD 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB
cC on
EDSFF E3. S Ent NVMe |5.2 generaci | SSD 3,2 7TB,384T8B,64TB,7,68TB, 15,36 TB, 30,72 TB, 61,44 TB
on

®| NOTA: Las Ofertas planificadas estén sujetas a cambios y es posible que no se publiquen como se disefiaron originalmente.

Configuracion de almacenamiento interno

Configuraciones de almacenamiento interno disponibles de R470:
Parte frontal:

SAS/SATA/NVMe de 8 x 2,5 pulgadas
SAS/SATA/NVMe de 10 x 2,5 pulgadas
4 SAS/SATA de 3,5 pulgadas

8 EDSFF E3.S NVMe de 5.9 generacion
16 EDSFF E3.S NVMe de 5.9 generacion

Parte posterior:

e 2 EDSFF E3.S NVMe de 5.2 generacion
@ NOTA: El backplane universal (con ranura universal admite unidades SAS/SATA/NVMe) es compatible con HWRAID para
SAS/SATA con NVMe de conexién directa, y no es compatible con HWRAID para NVMe.

Almacenamiento externo

El sistema R470 admite los tipos de dispositivos de almacenamiento externo que se indican en la tabla que se incluye a
continuacion.

Tabla 24. Dispositivos de almacenamiento externo admitidos

Tipo de dispositivo Descripcion

Cinta externa Compatible con la conexién a productos de cinta USB
externos

Software de dispositivo NAS/IDM Admite pila de software NAS

JBOD Es compatible con la conexién a JBOD serie MD de 12 Gb.

almacenamiento

31



Temas:

»  Descripcion general
*  Soporte de OCP 3.0

Descripcion general

Redes

PowerEdge ofrece una amplia variedad de opciones para obtener informacién que se desplaza hacia y desde nuestros
servidores. Se eligen las mejores tecnologias de la industria, y estos adaptadores se validan con rigurosidad para un uso
totalmente soportado y sin preocupaciones en los servidores Dell.

Soporte de OCP 3.0

Tarjetas de OCP admitidas

Tabla 25. Tarjetas de OCP admitidas

Factor de forma Proveedor Tipo de puerto Velocidad del puerto |Conteo de puertos

OCP 3.0 NVIDIA QSFP56 100 GbE 2
Broadcom QSFP56 100 GbE 2
Broadcom SFP28 25 GbE 4
NVIDIA SFP28 25 GbE 2
Broadcom QSFP56 100 GbE 2
Broadcom BT 1 GbE 4
Broadcom BT 10 GbE 4
Broadcom BT 10 GbE 2
Intel SFP28 25 GbE 4
Intel SFP28 25 GbE 4
Intel QSFP56 100 GbE 2
Intel BT 10 GbE 2
Intel BT 10 GbE 2
Intel SFP28 25 GbE 2
Intel BT 1 GbE 2

32 Redes




NIC del OCP 3.0 frente a 2.0

Tabla 26. Comparacién entre la NIC del OCP 3.0y 2.0

Factor de forma OCP 2.0 (tarjeta OCP 3.0 Notas

intermedia LOM)

Generacion de PCle Gen3 Genb Las OCP3 compatibles son
SFF (factor de forma
pequefo).

Canales maximos de PCle Hasta x16 Hasta x16 Consulte la matriz de prioridad
de las ranuras del servidor.

LOM compartida Si Si Solo OCP en la ranura 10
(170 posterior) puede admitir
la redireccion de puertos de
iDRAC como NIC compartida.

Alimentacién AUX Si Si Se utiliza para LOM

compartida
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Subsistema PCle

Temas:

* Tarjetas elevadoras PCle

Tarjetas elevadoras PCle

A continuacion, se muestran las ofertas de tarjetas elevadoras para la plataforma. .

llustracion 20. Ubicacion de conectores de tarjeta elevadora en la placa de HPM

Tarjeta elevadora 5
Tarjeta elevadora 4
Tarjeta elevadora 3
Conector de alimentacion de tarjeta elevadora
Conector de alimentacion de tarjeta elevadora

S IFNEENIES
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llustracién 21. Tarjeta elevadora RF1c

1. Ranura 32
2. Ranura 31

llustracion 22. Tarjeta elevadora RF1d

1. Ranura 31
2. Ranura 32
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llustraciéon 23. Tarjeta elevadora R2q

1. Ranura1

llustracion 24. Tarjeta elevadora R4b

1. Ranura4

llustracién 25. Tarjeta elevadora R2k

1. Ranura 1
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llustracién 26. Tarjeta elevadora R2u

1. Ranura1

llustracién 27. Tarjeta elevadora R2t

1. Ranura1
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llustracién 28. Tarjeta elevadora R2v

1. Ranura1

llustracién 29. Tarjeta elevadora R4a

1. Ranura4

Tabla 27. Configuraciones de tarjeta elevadora PCle

N.° de configuracion | Configuracién de N.° de procesadores | Tipo de PERC Almacenamiento
tarjeta elevadora compatible posterior posible

0 SIN RSR 1 PERC frontal No

1 R2u + R4a 1 Adaptador PERC 2 x EDSFF E3.S

2 RF1c 1 N/D No

3 RF1d (canastilla de OCP | 1 N/D No
frontal)

4 Rflc + R2t + R4b 1 N/D No

5 Rfld + R2t + R4b 1 N/D No

6 R2q + R4b 1 PERC frontal No
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Tabla 27. Configuraciones de tarjeta elevadora PCle (continuacion)

N.° de configuracion | Configuracion de N.° de procesadores | Tipo de PERC Almacenamiento
tarjeta elevadora compatible posterior posible

7 R2k + R4a 1 PERC frontal No

8 R2v + R4a 1 PERC frontal No

@ NOTA: Pautas de compatibilidad con soporte vertical

e |os procesadores Intel Xeon R1S de nucleo P de 6 procesadores proporcionan una mayor cantidad de carriles PCle en
comparacion con los procesadores Intel® Xeon de nucleo P de 6 procesadores estandares.

e En la plataforma PowerEdge R470:
o Los soportes verticales RC4, RC5 y RC7 solo admiten procesadores R1S.
o Los soportes verticales RCO, RC1, RC2, RC3, RC6 y RC8 son compatibles con las configuraciones de R1S y estandar

de un solo procesador, segun los requisitos de configuracion de almacenamiento.

e |a compatibilidad de las tarjetas verticales esta sujeta al disefio especifico de la plataforma vy a las restricciones de
asignacion de carriles.

e Seleccione configuraciones de almacenamiento compatibles para garantizar la integridad del sistema y un rendimiento
optimo.
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Especificaciones térmicas, acusticas y de
alimentacion

Los servidores PowerEdge tienen una amplia recopilacion de sensores que realizan un seguimiento automatico de la actividad
térmica, lo que ayuda a regular la temperatura, reduce el ruido del servidor y disminuye el consumo de energia. En la tabla a
continuacion, se enumeran las herramientas y tecnologias que Dell ofrece para reducir el consumo de energia y aumentar la
eficiencia energética:

Temas:

* Alimentacion
e Térmico
*  Acustica

Alimentacion

Tabla 28. Herramientas y tecnologias de alimentacion

Caracteristica Descripcion
Portafolio de fuentes de El portafolio de PSU de Dell incluye funciones inteligentes, como la optimizaciéon dinamica de
alimentacion (PSU) la eficiencia mientras se mantienen la disponibilidad y la redundancia. Obtenga informacion

adicional en la seccién de fuentes de alimentacion.

Herramientas para el La Herramienta de planificacion de infraestructura empresarial (EIPT) es una herramienta que
dimensionamiento correcto | puede ayudarlo a determinar la configuracion de hardware mas eficiente posible. Con el EIPT de
Dell, puede calcular el consumo de energia del hardware, la infraestructura de alimentacion y el
almacenamiento para una carga de trabajo dada. Obtenga més informacion en Dell EIPT.

Cumplimiento de normas del | Los servidores de Dell estan en conformidad con todas las certificaciones y directrices
sector pertinentes del sector, incluidas 80 PLUS, Climate Savers y ENERGY STAR.

Preqsmn dejl,monltoreo de |las mejoras de monitoreo de la alimentacion para PSU incluyen:
la alimentacion
e | a precision del monitoreo de la alimentacion del Dell es actualmente del 1 %, mientras que el

estandar del sector es del 5 %
e Informes de alimentacién mas precisos

Infraestructura de rack Dell ofrece algunas de las soluciones de infraestructura de alimentacion de mayor eficiencia del
sector, incluidas las siguientes:

e Unidades de distribucion de energia (PDU)

e Sistema de alimentacion ininterrumpida (UPS)

e Gabinetes de racks de contencion de consumo de energia inteligente
e Conectores de acoplamiento ciego de CA

Obtenga informacion adicional en: Alimentacion y enfriamiento.

Fuentes de alimentacion

Las fuentes de alimentacion Energy Smart tienen funciones inteligentes, como la capacidad de optimizar dinamicamente la
eficiencia mientras conservan la disponibilidad y la redundancia. También incluyen tecnologias mejoradas de reduccion de
consumo de energia, como la conversion de alimentacion de alta eficiencia, las técnicas avanzadas de administracion térmica
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y las funciones de administraciéon de energia integradas, incluido el monitoreo de alimentacion de alta precision. En la tabla a

continuacion, se muestran las opciones de fuente de alimentacion disponibles para R470.

Tabla 29. Especificaciones de PSU

PSU Clas | Disipaci | Frecuen | Voltaje de AC Voltaje de DC Corriente (A)
e on de cia (Hz)
calor De 200 a De 100 a 277V 290V |- 336 V
(maxim 2490 V 120V (48-60)
a) BTU/ v
h
Modo [ Plati | 3000 50/60 800 W 800 W N/D N/D N/D N/D 9,2-4,5 A
mixto | num
de -
800 W T.|ta 3000 50,60 800 W 800 W N/D N/D N/D N/D 9,2-4,5 A
nium
N/A 13000 N/D N/D N/D N/D 800 W |N/D N/D 3,7 A
100 W | Tita [4100 50,60 1100 W 1050 W N/D N/D N/D N/D 12-6,1A
nium
Plati | 4100 50,60 1100 W 1050 W N/D N/D N/D N/D 12-6,1A
num
N/A 14100 N/D N/D N/D N/D 100 W |N/D N/D 51A
1400 | Tita | 5310 N/D N/D N/D N/D 1400 W N/D 33 A
W/-48 | nium N/D
VCC
1500 | Tita | 5625 N/A N/A N/A 1500 W |N/D N/D 6,1A
X 50/60
W 227 | nium
V CA
N/D | 5625 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1500 W 491 A
Modo [Tita | 5625 50,60 1500 W 1050 W N/D N/D N/D N/D 12-8,2 A
mixto | nium
de
N/A | 5625 N/D N/D N/D 1500 W |N/D N/D 6,8 A
1500 N/D
W

llustracién 30. Cables de alimentacion PSU

llustracién 31. Cable de alimentacion APP 2006G1
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llustracién 32. Cable de alimentacion del APOWAO048 LOTES

Tabla 30. Cables de alimentacion PSU

Factor de forma

Mensaje de salida

Cable de alimentacioén

60 mm, redundante

Modo mixto de 800 W

C13

Modo mixto de 1100 W C13

1400 W -48 V CC LOTES APOWAO048
Modo mixto de 1500 W C13

1500 W/277 V APP2006G1/2006G3

Térmico

Los servidores PowerEdge tienen una amplia recopilacion de sensores que rastrean automaticamente la actividad térmica, lo que
ayuda a regular la temperatura, reduce el ruido del servidor y disminuye el consumo de energia.

Disefio térmico

La administracion térmica de la plataforma ayuda a ofrecer un alto rendimiento con la cantidad adecuada de enfriamiento para
los componentes, a la vez que se conservan las velocidades de ventiladores més bajas posibles. Esto se realiza en una amplia
variedad de temperaturas ambientales, de 10 °C a 35 ©C (de 50 °F a 95 °F), y a rangos de temperatura ambiente amplios.

1. Reliability

2. Performance

3. Efficiency

4. Forward
Compatibility

+Componenthardware reliability remains the top thermal priority.
«System thermal architectures and thermal control algorithms are designedto
ensure there are no tradeoffs in systemlevel hardware life.

«Performance and uptime are maximized through the development of cooling
solutions that meet the needs of even the of t configurati

+17G servers are designed with an efficientthermal solution to minimize power
and airflow consumption, and/or acoustics for acoustical deployments.

«Dell'sadvanced thermal control algorithms enable minimization of system fans
speeds while meeting the above Reliability and Performance tenets.

«Forward compatibility means that thermal controls and thermal architecture
solutions are rebust to scale to new compenents that histerically would have
otherwise required firmware updatesto ensure proper cooling.

*The frequency of required firmware updates is thus reduced.

llustracién 33. Caracteristicas del disefio térmico

El disefio térmico del PowerEdge R470 refleja lo siguiente:

Disefio térmico optimizado: el disefio del sistema esté creado para lograr un disefio térmico éptimo.

El disefio y la ubicacion de los componentes del sistema estan disefiados para proporcionar una cobertura para flujo de aire

maéaxima para componentes criticos, con el menor uso posible de alimentacion del ventilador.
e Administracion térmica integral: el sistema de control térmico regula la velocidad del ventilador, basdndose en varias

respuestas diferentes de sensores de temperatura de componentes de todo el sistema y en el inventario de configuraciones
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del sistema. El monitoreo de la temperatura incluye componentes como procesadores, DIMM, chipset, entorno de entrada de
aire, unidades de disco duro y OCP.
e Control de velocidad del ventilador térmico de ciclo cerrado y abierto: el control térmico de ciclo abierto utiliza la
configuracion del sistema para determinar la velocidad del ventilador, basandose en la temperatura del entorno de entrada de
aire. El método de control térmico de ciclo cerrado utiliza informacién de temperaturas para determinar dinamicamente las
velocidades adecuadas del ventilador.
e Ajustes configurables por el usuario: entendiendo que cada cliente tiene circunstancias o expectativas Unicas del sistema.
Para obtener méas informacién, consulte el Manual de instalacion y servicio del Dell PowerEdge R470 en Manuales de
PowerEdge y "Control térmico avanzado: optimizacién de los objetivos de alimentacion y los entornos" en Dell.com.
e Redundancia de enfriamiento: el sistema R470 permite una redundancia de ventilador de N+1, lo cual da lugar a una operacion
continua con un error de ventilador en el sistema.
e Especificaciones de entorno: la administracion térmica optimizada hace que el sistema R470 sea confiable en una amplia
variedad de entornos operativos.

Acustica

Configuraciones acusticas del R470

Dell PowerEdge R470 es un servidor en rack con salida acUstica que abarca desde niveles adecuados para un entorno de oficina
hasta los que se encuentran en los centros de datos.

R470 esta disefiado para usarse en centros de datos, por lo cual es posible que algunos usuarios prefieran usarlo en una
configuracion mas silenciosa. Sin embargo, tenga en cuenta que, en la mayoria de los casos, la velocidad del operador de aire
inactivo del sistema no se puede reducir sin cambiar la configuracion del sistema vy, en algunos casos, es posible que incluso un
cambio en la configuracion no reduzca las velocidades de transferencia de aire en estado inactivo.

Tabla 31. Configuraciones probadas para la experiencia acustica
Configu | La Volumen 1 Volumen 1 Volumen 1 La Volumen 2
racion configu L L. L. configuracion
racién Objetivo Objetivo Objetivo de GPU mas Basado en GPU
mas principal, principal, 170 principal, silenciosa
silencio | unidades de frontal unidades de
sa 2,5 pulgadas 3,5 pulgadas
Procesa [1x 1Tx 270 W 1x 270 W Tx 270 W 1x150 W 1x 300 W
dor 150 W
Memoria |2 16 RDIMM DDR5 de | 16 RDIMM DDR5 de |16 RDIMM DDR5 |2 RDIMM DDR5 |16 RDIMM DDR5 de
RDIMM |32 GB 32 GB de 32 GB de 32 GB 32 GB
DDR5 de
32 GB
Almacen | SSD 10 x SSD SATA de |8 EDSFF E3.S 4 de 3,5 pulgadas [ SSD NVMe de SSD NVMe de
amiento | NVMe 2,5 pulgadas o0 2 EDSFF E3.S 8 x 2,5 pulgadas |8 x 2,5 pulgadas
de (posterior)
8x25p
ulgadas
Backplan | Backplan | Backplane 8 backplane EDSFF | Backplane Backplane Backplane universal
e e universal de E3.S universal de universal de de 8 x 2,5 pulgadas
universal |10 x 2,5 pulgadas 4 x 3,5 pulgadas |8 x 2,5 pulgadas
de
8x25p
ulgadas
PERC Ninguna | H365i frontal Ninguna opcién Adaptador H365i | Ninguna opcién Ninguna opcién
opcion
BOSS- N/D BOSS-N1DC-MHS [ BOSS-N1DC-MHS | BOSS-N1DC- BOSS-N1DC- BOSS-N1DC-MHS
N1DC- MHS MHS
MHS
Unidades | Hynix Hynix 480G Hynix 480G Hynix 480G Hynix 480G Hynix 480G
flash 480G
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Tabla 31. Configuraciones probadas para la experiencia acustica (continuacion)
Configu | La Volumen 1 Volumen 1 Volumen 1 La Volumen 2
racion configu L. L. L. configuracién
racion Objetivo Objetivo Objetivo de GPU mas Basado en GPU
mas principal, principal, 170 principal, silenciosa
silencio |unidades de frontal unidades de
sa 2,5 pulgadas 3,5 pulgadas
OCP N/D 1 de puerto doble 2 de puerto doble 1 de puerto doble |1 de puerto doble |1 de puerto doble
de100 GbE de100 GbE de100 GbE de100 GbE de100 GbE
PSU 2 X 2 x 800 W 2 x 800 W 2 x 800 W 2 x 800 W 2 x 1100 W
800 W
Bisel Si Si No Si Si Si
PCle 1 N/D N/D N/D N/D 1TNVIDIA L4 (FH) [1NVIDIA L4 (FH)
PCle 2 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
PCle 3 N/D N/D N/D N/D 1NVIDIA L4 (FH) [1NVIDIA L4 (FH)
Tabla 32. Experiencia acustica de las configuraciones de R470
Configuraciéon La Volumen 1 Volumen 1 Volumen 1 La Volumen 2
configur L L L configuraci
acién Objetivo Objetivo Objetivo 6n de GPU | Basado en GPU
mas principal, principal, I/0 | principal, mas
silencios | unidades de frontal unidades de silenciosa
a 2,5 pulgadas 3,5 pulgadas
Rendimiento acustico: inactivo/en funcionamiento a 25 ©C de temperatura ambiente
L wam |Inactivo(®) 5.3 6.4 6.4 6.3 7.0 7.0
B
&) Operativo/ 54 71 6.8 7.0 8.4 8.4
Operativo de
uso del
cliente(® (6)
Ky Inactivo(4) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
B
(B) Operativo/ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Operativo de
uso del
cliente(® (6)
L pam [Inactivo 42 48 48 47 59 59
dB
(d8) Operativo/ 42 59 54 59 69 69
Operativo de
uso del
cliente(® (6)
Tonos discretos Sin tonos | Relacion de prominencia < 15 dB
destacados(®) destacad
0s
Rendimiento acustico: inactivo a 28 °C de temperatura ambiente
L wam™ (B) 5.4 6.4 6.8 6.8 7.5 7.5
Ky (B) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
L pA,m(z) (dB) 42 48 54 54 61 61
Rendimiento acustico: carga méx. a 35 ©C de temperatura ambiente
L wam™® (B) 7.7 7.7 8.3 8.3 8.7 8.7
Ky (B) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
L pA,m(QJ(dB) 63 63 65 65 74 74
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M LwA, m: el nivel de potencia de sonido de ponderacion A (LwA) declarado se calcula segun la seccién 5.2 de 1ISO 9296 (2017)
con los datos recopilados mediante los métodos que se describen en ISO 7779 (2010). Es posible que los datos de ingenieria que
se presentan aqui no cumplan por completo con el requisito de declaracion de ISO 7779.

(2) LpA, m: el nivel de presion de sonido de emisién de ponderacién A declarado es en la posicidn de transelnte segun la
seccion 5.3 de ISO 9296 (2017) y se mide mediante los métodos que se describen en ISO 7779 (2010). El sistema se coloca
sobre una mesa estandar, 75 cm por encima de una superficie reflectante. Es posible que los datos que se presentan aqui no
sean cumplan completamente con ISO 7779.

(3)Tonos discretos destacados: se siguen los criterios de D.6 y D.11. de ECMA-74 (17.2 ed., diciembre de 2019) para determinar si
los tonos discretos son destacados y para informarlos, si es asi.

() Modo inactivo: es la condicidn de estado estable en la que el servidor esta encendido, pero ninguna funcién prevista esta
operativa.

(5) Modo de funcionamiento: el maximo de la salida acUstica de estado estable en el 50 % de TDP de CPU o HDD activas por
C.9.3.2 en ECMA-74 (17.2 ed., diciembre del 2019).
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Manejo de cables, rieles y rack

Temas:

. Informacién de manejo de cables y rieles

Informacion de manejo de cables y rieles

Las ofertas de rieles de PowerEdge R470 son de dos tipos generales: deslizantes y estaticos. Las ofertas de manejo de cables
constan de un brazo de administracion de cables (CMA) opcional y una barra liberadora de tensién (SRB) opcional.

Consulte la Matriz de compatibilidad del rack y dimensionamiento de rieles de sistemas Enterprise disponible en matriz de
racks-rieles para obtener informacién acerca de lo siguiente:

Detalles especificos sobre los tipos de rieles.

Rangos de ajuste de rieles para diversos tipos de bridas de montaje en rack.

Profundidad del riel con y sin accesorios de manejo de cables

Tipos de rack admitidos para diversos tipos de brida de montaje en rack.

Los siguientes son factores clave que rigen la adecuada seleccion de los rieles:

e Fl espacio entre las bridas de montaje frontal y posterior del rack.

e Tipo y ubicacion de los equipos montados en la parte posterior del rack, como unidades de distribucién de alimentacion
(PDU).

e Profundidad total del rack.

Resumen de las caracteristicas de los rieles deslizantes

Los rieles deslizantes permiten que el sistema se extienda totalmente fuera del rack para las tareas de servicio. Hay dos tipos de
rieles deslizantes disponibles: rieles deslizantes ReadyRails Il y rieles deslizantes de encaje/encastre. Los rieles deslizantes estan
disponibles con o sin el brazo de administracion de cables (CMA) opcional o la barra liberadora de tension (SRB) opcional.

Rieles deslizantes B21 ReadyRails para racks de 4 postes

Compatible con la instalacion de encastre del chasis en los rieles.

Compatibilidad con la instalacion sin herramientas en racks de 4 postes con orificios redondos sin rosca o cuadrados
compatibles con EIA-310-E de 19", incluyendo todas las generaciones de racks de Dell.

e Compatibilidad con la instalacion con herramientas en racks de 4 postes con orificios con rosca compatibles con EIA-310-E
de 19"

e Compatibilidad con la extension completa del sistema fuera del rack para permitir la reparacién de componentes internos
importantes.

Soporte para la barra liberadora de tension (SRB) opcional.
Soporte para el CMA (brazo de administracion de cables) opcional.

@ NOTA: Para las situaciones en las que no se requiere compatibilidad con el CMA, los soportes de montaje de CMA
externos se pueden desinstalar de los rieles deslizantes. Esto reduce la longitud general de los rieles y elimina las posibles
interferencias en PDU montadas en la parte posterior o en la puerta del rack posterior.
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llustracion 34. Rieles deslizantes con CMA opcional

llustracion 35. Rieles deslizantes con SRB opcional

Rieles deslizantes de encaje/encastre B22 para racks de 4 postes

Es compatible con la instalacion de encastre o de encaje del chasis en los rieles.

Compatibilidad con la instalacion sin herramientas en racks con orificios redondos sin rosca o cuadrados compatibles con
EIA-310-E de 19", incluidas todas las generaciones de racks de Dell. También es compatible con la instalacién sin herramientas
en racks de 4 postes con orificios redondos con rosca.

Compatibilidad con la instalacion sin herramientas en racks Dell Titan-S o Titan-D.

Compatibilidad con la extensiéon completa del sistema fuera del rack para permitir la reparacidon de componentes internos
importantes.

Soporte para el CMA (brazo de administracion de cables) opcional.

Soporte para la barra liberadora de tension (SRB) opcional.

@ NOTA: Para las situaciones en las que no se requiere compatibilidad con el CMA, los soportes de montaje de CMA
externos se pueden desinstalar de los rieles deslizantes. Esto reduce la longitud general de los rieles y elimina las posibles
interferencias en PDU montadas en la parte posterior o en la puerta del rack posterior.
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Escanee el codigo QRL para obtener informacion sobre la documentacion y la solucién de problemas en relacion con los
procedimientos de instalacion para tipos de rieles de encaje/encastre.

Quick Resource Locator
Dell.com/@RL/Servers/comborails

llustracion 36. Localizador de recursos rapido para rieles combinados

Resumen de rieles estaticos B20

Los rieles estaticos ofrecen una mayor gama de ajuste y necesitan menos espacio total de montaje que los rieles deslizantes,
debido a su menor complejidad y a que no deben soportar CMA. Los rieles estaticos soportan una mayor variedad de racks que
los rieles deslizantes. Sin embargo, no soportan la facilidad de reparacion en el rack y, por lo tanto, no son compatibles con el
CMA. Los rieles estaticos tampoco son compatibles con SRB.

llustracion 37. Rieles estaticos

Resumen de caracteristicas de los rieles estaticos
Rieles estaticos para racks de 4 postes y de 2 postes:

Compatible con la instalacién de encaje del chasis en los rieles.

Compatibilidad con la instalacion sin herramientas en racks de 4 postes con orificios redondos sin rosca o cuadrados que
cumplen con los requisitos de EIA-310-E de 19 pulgadas, incluidas todas las generaciones de racks de Dell.

e Soporte para la instalacién con herramientas en racks de 4 y 2 postes con orificios con rosca que cumplen con los requisitos
de EIA-310-E de 19 pulgadas.

e Compatibilidad con la instalacion con herramientas en racks Dell Titan-S o Titan-D.

@ NOTA:
e Los tornillos no estéan incluidos en el kit de rieles estéaticos ya que los racks se ofrecen con diversos tipos de rosca. Los
tornillos se proporcionan para montaje de rieles estéaticos en racks con bridas de montaje con rosca.

e [l didmetro de la cabeza del tornillo debe ser de 10 mm o menos.

Instalacion en racks de 2 postes

Si realiza la instalacién en racks de 2 postes (Telco), debe utilizar los rieles estaticos ReadyRails Il (B4). Los rieles deslizantes
solo soportan el montaje en racks de 4 postes.
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llustracion 38. Rieles estaticos en una configuracion de 2 postes de montaje central

Instalacion en los racks Titan-S o Titan-D de Dell

Para una instalacion sin herramientas en racks Titan o Titan-D, se deben utilizar los rieles de encaje/encastre (B22). Este riel
se contrae lo suficiente para encajar en el rack con bridas de montaje espaciadas alrededor de 24 pulgadas de la parte frontal

a la posterior. El riel deslizante de encaje/encastre permite que los biseles de los servidores y los sistemas de almacenamiento
se alineen cuando se instalan en estos racks. Para la instalacion con herramientas, los rieles estaticos de encaje (B20) se deben
usar para la alineacion del bisel con sistemas de almacenamiento.

Instalacion del rack

El disefio de encastre significa que, para instalar el sistema verticalmente en los rieles, se insertan los separadores en los
laterales del sistema, en las ranuras con forma de J de los miembros de los rieles internos, con los rieles en posicién extendida.
El método de instalacion recomendado consiste en insertar primero los separadores posteriores del sistema en las ranuras con
forma de J de los rieles, para liberar una mano vy, luego, girar el sistema hacia abajo en las ranuras con forma de J restantes
usando la mano libre para sostener el riel contra el lateral del sistema.

El disefio de encaje significa que los miembros del riel (del chasis) internos se deben conectar primero a los laterales del sistema
y luego se deben insertar a los miembros externos (del gabinete) instalados en el rack.

Instalacion del sistema en el rack (opcion A: con los rieles colocados)

1. Tire hacia afuera los rieles de deslizamiento interiores del rack hasta que encajen en su lugar.

llustracion 39. Tire hacia afuera del riel interno

2. Localice el separador de riel posterior de cada lado del sistema y béajelos en las ranuras en J de la parte posterior del
ensamblaje deslizante.
3. Gire el sistema hacia abajo hasta que todos los separadores de riel estén introducidos en las ranuras en J.
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llustracién 40. Separadores de rieles asentados en las ranuras con forma de J

4. Empuje el sistema hacia dentro hasta que las palancas de cierre hagan clic en su lugar.
5. Tire las lengletas de bloqueo de liberacion y deslizamiento azules hacia delante o hacia atras en ambos rieles y deslice el
sistema dentro del rack hasta que se encuentre dentro.

llustracion 41. Deslice el sistema en el rack

Instalacion del sistema en el rack (opcion B: de encaje)

1. Empuje hacia afuera los rieles de deslizamiento intermedios del rack hasta que encajen en su lugar.
2. Tire hacia delante de las lenglietas blancas y deslice el riel interno hacia afuera de los rieles intermedios para soltar el cierre

del riel interno.
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llustracion 42. Tire del riel intermedio

Tabla 33. Etiqueta de componente del riel

Ndamero Componente
1 Riel intermedio
2 Riel interno

3. Alinee las ranuras con forma de J en el riel con los separadores del sistema y deslice hacia delante hasta que encajen en su

lugar para conectar los rieles internos a los laterales del sistema.

llustracion 43. Conecte los rieles internos al sistema

4. Con los rieles intermedios extendidos, instale el sistema en los rieles extendidos.
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llustracion 44. Instale el sistema en los rieles extendidos

5. Tire de las lengUetas de bloqueo de deslizamiento y liberacién azules hacia delante o hacia atrés en ambos rieles y deslice el
sistema en el rack.

llustracion 45. Deslice el sistema en el rack

Brazo de administracion de cables (CMA)

El brazo de administracion de cables (CMA) opcional organiza y fija los cables que salen de la parte posterior de los sistemas.
Se desdobla para permitir que los sistemas se extiendan fuera del rack sin tener que desconectar los cables. Entre algunas
caracteristicas clave del CMA, se incluyen:

Recipientes grandes en forma de U para permitir una carga densa de cables.

Patrén de ventilacion abierta para obtener un flujo de aire éptimo.

Posibilidad de montaje en ambos lados, girando los soportes cargados con muelles de un lado al otro.

Utiliza tiras de velcro en lugar de bridas de plastico para eliminar el riesgo de que el cable sufra dafios durante el ciclo.
Incluye una bandeja fija de perfil bajo para sostener y retener el CMA completamente cerrado.

El CMA y la bandeja se montan sin necesidad de usar herramientas, con disefios de encastre simples e intuitivos.
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El CMA se puede montar en cualquiera de los lados de los rieles deslizantes, sin utilizar herramientas o realizar conversiones.
Para sistemas con una fuente de alimentacion (PSU), se recomienda montar en el lado opuesto al de la fuente de alimentacion,
para facilitar el acceso a esta y a las unidades posteriores (si corresponde) con fines de servicio o reemplazo.

llustracion 46. Rieles deslizantes con CMA

llustracién 47. Cableado del CMA

Barra liberadora de tension (SRB)

La barra liberadora de tension (SRB) opcional para PowerEdge R470 organiza y soporta conexiones de cables en el extremo
posterior del servidor para evitar dafios por curvaturas.
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llustracion 48. Barra liberadora de tension cableada

Conexioén sin herramientas a los rieles

Dos posiciones de profundidad para alojar distintas cargas de cables y profundidades de rack
Es compatible con las cargas de cables y controla la presion en conectores de servidor

Los cables se pueden separar en paquetes especificos para propositos discretos
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Sistemas operativos y virtualizacion

Temas:

»  Sistemas operativos soportados

Sistemas operativos soportados

El PowerEdge R470 sistema soporta los siguientes sistemas operativos:

Canonical Ubuntu Server LTS

RedHat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi

Windows Server

Windows Server Datacenter

Para obtener especificaciones y detalles de interoperabilidad, consulte Soporte de SO.
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Dell Systems Management

Dell brinda soluciones de administracion que ayudan a los administradores de Tl a implementar, actualizar, monitorear y
administrar los activos de Tl. Las soluciones y las herramientas de OpenManage le permiten responder a problemas y
solucionarlos rapidamente mediante la administracion eficiente de los servidores Dell en entornos fisicos y remotos, vy el
funcionamiento dentro y fuera de banda (sin agente).

El portafolio de productos OpenManage incluye innovadoras herramientas de administracion incorporadas, por

ejemplo, Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) y consolas, como OpenManage Enterprise, el plug-in
OpenManage Power Manager y herramientas como Repository Manager. Dell ha desarrollado soluciones integrales de
administracion de sistemas basadas en estdndares abiertos, mediante la conexion o integracion de sus ofertas con los principales
proveedores y marcos de trabajo de administracion de sistemas, como Ansible, Microsoft y VMware, lo que permite la
administracion avanzada del hardware de Dell. Las herramientas clave para la administracion de los servidores Dell PowerEdge
son la iIDRAC vy la consola OpenManage Enterprise (OME). OpenManage Enterprise ayuda a los administradores de sistemas
con la administracion del ciclo de vida de varias generaciones de servidores PowerEdge. OME tiene funciones adicionales

que se pueden agregar con plug-ins como OpenManage Enterprise Services, Update Manager, APEX AlOps Observability
(anteriormente CloudlQ) y Power Manager. También ofrece la integraciéon con VMware vCenter y Microsoft System Center,
ademas de un conjunto de herramientas que incluye Repository Manager, para facilitarle la administracion del hardware de
PowerEdge. Los cuatro pilares principales de los sistemas administrados de Dell se alinean estrechamente con los problemas y
los retos para el negocio que enfrentan muchos departamentos de Tl.

e Automatizacion de la administracion de TI.

o Administracion de automatizacion integral para reducir los gastos operativos y aumentar el tiempo de actividad y la
eficiencia en general de los sistemas.

o Proporciona un conjunto completo de herramientas para la automatizacion segun las necesidades especificas.
e Administracion simplificada.

o Herramientas simples pero potentes, para la administracion de servidores Dell.

o Herramientas integradas que agilizan los compromisos de soporte.

o Funciones innovadoras de administracion listas para usar.
e Seguridad de forma predeterminada.

o Los servidores Dell ofrecen sélidas defensas de seguridad a modo de prevencion contra la Ultima generacion de ataques
maliciosos.

o La seguridad esté disefiada en profundidad en la arquitectura de firmware y hardware para una proteccion optima.
e Administracion de infraestructura mas inteligente.
o Ofrece una consola de uno a varios de Ultima generacién para administrar la infraestructura de servidor y de TI.
o Inteligencia incorporada que tiene en cuenta la infraestructura para optimizar la solucion de problemas y la
implementacion.

En este documento, se proporciona una descripcion general de las ofertas de OpenManage Systems Management para ayudar a
los administradores de Tl a elegir las herramientas adecuadas para administrar por completo los servidores Dell PowerEdge.

e |a mas reciente Guia de vision general de administracion de sistemas Dell.

Temas:

* Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)
*  Matriz de soporte de Systems Management Software

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)

iDRAC10 ofrece administracion avanzada, sin agentes, local y remota de servidores. Incorporada en cada servidor PowerEdge,

la iDRAC10 proporciona un medio seguro para automatizar muchas tareas comunes de administracion. Debido a que la iDRAC
esté incorporada en todos los servidores PowerEdge, no se debe instalar ningln software adicional; se deben conectar los cables
de potencia y de red, y la iDRAC estara lista para su uso. Incluso antes de instalar un sistema operativo o un hipervisor, los
administradores de Tl tendréan un conjunto completo de funciones de administracion de servidor al alcance de la mano.

Con la iDRAC10 implementada en el portafolio de Dell PowerEdge, las mismas técnicas de administracion de Tl y herramientas
se pueden aplicar a todo. Esta plataforma de administracion coherente permite escalar los servidores PowerEdge a medida
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que crecen las necesidades de infraestructura de una organizacion. Los clientes pueden utilizar la APl RESTful de la iDRAC
para lo Ultimo en métodos de administracion escalable de servidores PowerEdge. Con esta API, la iDRAC permite el soporte
con el estandar de Redfish y lo mejora con las extensiones de Dell para optimizar la administracion en escala de los servidores
PowerEdge. Al tener a iDRAC en el nucleo, el portafolio completo de OpenManage de las herramientas Systems Management
permite a todos los clientes adaptar una solucion rentable y asequible a un entorno de cualquier tamafio.

El aprovisionamiento sin intervencion (ZTP) esté integrado en iDRAC. EI ZTP es una administracion sin agente de automatizacion
inteligente de Dell. Una vez que el servidor PowerEdge se conecta a la alimentacién y a las redes, ese sistema puede
supervisarse y administrarse completamente, ya sea que esté frente al servidor o de manera remota a través de una red.

Sin necesidad de agentes de software, un administrador de Tl puede:

Monitoreo

Administrar

Actualizar

Solucionar problemas y corregir servidores Dell.

Gracias a las caracteristicas como la implementacion y el aprovisionamiento sin intervencion y el bloqueo del sistema, la
iDRAC10 esté especialmente disefiada para simplificar la administracién de servidores. Para los clientes cuya plataforma de
administracion existente utiliza administracion dentro de banda, Dell proporciona iDRAC Service Module, un servicio ligero que
puede interactuar con iDRAC10 y el sistema operativo del host para soportar plataformas de administracion heredadas.

Cuando se piden con DHCP activado de fabrica, los servidores PowerEdge se pueden configurar automaticamente la primera
vez que se encienden y se conectan a la red. Este proceso utiliza configuraciones basadas en perfiles que garantizan que cada
servidor esté configurado segln sus especificaciones. Para esta caracteristica, se requiere la licencia iDRAC Enterprise.

La iDRAC10 ofrece los siguientes niveles de licencia:

Tabla 34. Niveles de licencia de iDRAC10

Licencia Descripcion

iDRAC10 Core | e Disponible para todos los servidores.
Caracteristicas de administracion de sistemas de Core para usuarios conscientes de los costos.

iDRAC10 e Disponible como una venta adicional en todos los servidores.

Enterprise o Incluye todas las funciones de Core. Ademas, incluye funciones adicionales de automatizacion, consola
virtual y caracteristicas de seguridad.

e Seincluye con las licencias de administracion segura de claves empresariales (SEKM) y verificacion segura
de componentes (SCV).

iDRAC10
Datacenter

Disponible como una venta adicional en todos los servidores.

Incluye todas las funciones de Core y Enterprise.

Incluye funciones clave como streaming de telemetria y administracion térmica.

Incluye aceleradores avanzados (GPU y DPU), administracion del sistema y enfriamiento avanzado por
aire y liquido.

Para obtener una lista completa de las funciones de iDRAC por nivel de licencia, consulte la Guia del usuario de Integrated
Dell Remote Access Controller 10 en Dell.com.

Para obtener més detalles sobre iDRAC10, incluidos informes técnicos y videos, consulte:

e Flsoporte para Integrated Dell Remote Access Controller 10 (iDRAC10) se encuentra en la pagina de la Base de
conocimientos en Dell.com

Matriz de soporte de Systems Management Software

Tabla 35. Matriz de soporte de Systems Management Software

Funciones Especificaciones técnicas
Administracion integrada iDRAC
iDRAC Direct

AP| RESTful de iDRAC con Redfish

CLI de RACADM
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Tabla 35. Matriz de soporte de Systems Management Software (continuacién)

Funciones Especificaciones técnicas

iDRAC Service Module (iSM)

Consola de OpenManage OpenManage Enterprise (OME)

OME Power Manager

OME Services

OME Update Manager

OME APEX AlOps Observability

OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria
Operations)

Integracion de OME para Microsoft System Center

OpenManage Integration for Windows Admin Center

Movilidad OME Mobile con médulo inalambrico Quick Sync 2
Herramientas IPMI
Administracion de cambios Dell Repository Manager

Actualizacion del sistema Dell

Catélogos empresariales

Server Update Utility (SUU)

OpenManage Integrations Colecciones Ansible de Red Hat

Proveedores de Terraform

Seguridad Firmware firmado criptograficamente

Cifrado de datos en reposo (SED con administracion de claves
local o externa)

Arranque seguro

Verificacion de componentes protegidos (comprobacion de
integridad de hardware)

Borrado seguro

Raiz de confianza de silicio

Blogueo del sistema

FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG

Deteccién de intrusiones al chasis

Sistemas operativos Canonical Ubuntu Server LTS

Microsoft Windows Server con Hyper-V

RedHat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi
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Apéndice A: Especificaciones adicionales

Temas:

Dimensiones del chasis

* Peso del sistema
Especificaciones del puerto NIC

*  Especificaciones de la DPU
Especificaciones de video

*  Especificaciones de puertos USB
Clasificacion de PSU

*  Especificaciones ambientales

Dimensiones del chasis

Za—> = Zc >
Zb >
y
J)
D)
Xa TOP VIEW Xb
Bezel or
outer most
feature
N
Y
i SIDE VIEW [}

llustracion 49. Dimensiones del chasis
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Tabla 36. Dimensiones del chasis de PowerEdge R470

4 unidades de 3,5
pulgadas con 2
E3. Unidades
posteriores S
EDSFF

16 x E3. Unidades
S EDSFF

(1,14 pulgadas)

Unidades Xa Xb S Za Zb Zc

8 unidades E3.S [ 482,0 mm 434,0 mm 42,8 mm 1.7 inches 750,57 mm 786,141 mm

EDSFF (19 pulgadas) (17,1 pulgadas) | (1,69 pulgadas | (43.3 mm) (29,55 pulgadas | (30,95 pulgad

(configuracion de ) ) Lengleta ala [as) Lengleta

170 frontal) pared posterior |hasta el asa de

la PSU

8 unidades de 482,0 mm 434,0 mm 42,8 mm Con bisel 750,57 mm 786,141 mm

2,5 pulgadas (19 pulgadas) (17,1 pulgadas) | (1,69 pulgadas | 30,78 mm (29,55 pulgadas | (30,95 pulgad
) (1,21 pulgadas) | ) Lengleta ala [as) Lengleta

10 unidades de Sin bisel pared posterior |hasta el asa de

2,5 pulgadas 29,0 mm la PSU

HPM.

®| NOTA: El bisel frontal no es compatible con sistemas con configuracion de 170 frontal.

Peso del sistema

Tabla 37. Peso del sistema PowerEdge R470

NOTA: Zb es la superficie externa de la pared posterior nominal, donde se encuentran los conectores de |/0 de la placa de

Configuracion del sistema

Peso maximo (con todas las unidades/SSD)

8 x EDSFF E3.S

19,11 kg (42,13 Ib)

16 x EDSFF E3.S

17,66 kg (38,93 Ib)

8 x 2,5 pulgadas SATA

17,03 kg (37,54 Ib)

SATA de 10 x 2,5 pulgadas

17,53 kg (38,64 Ib)

SATA de 4 x 3,5 pulgadas

18,78 kg (41,40 Ib)

Tabla 38. Recomendaciones para el manejo del peso de PowerEdge R470

Peso del chasis

Descripcion

De40a70Ib Se recomienda que lo levanten dos personas.
De 702120 b Se recomienda que lo levanten tres personas.
=1211b Se recomienda utilizar un elevador de servidor.

Especificaciones del puerto NIC

El PowerEdge R470 sistema soporta puertos de controladora de interfaz de red (NIC) integrados en tarjetas de Open Compute

Project (OCP) opcionales.

@ NOTA: La tarjeta NIC de OCP se instala en la parte frontal o posterior del sistema, segun la configuracion de 170 del

sistema.
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Tabla 39. Especificacion del puerto de la NIC para el sistema

Funciones

Especificaciones

Maodulo de control seguro del centro de datos (DC-SCM)

1GB x 1

Tarjeta OCP 3.0

2 de 25 GbE, 4 de 25 GbE, 2 de 100 GbE

Especificaciones de la DPU

La plataforma PowerEdge R470 admite unidades de procesamiento de datos (DPU). Estas unidades son soluciones de sistema
en chip que combinan nidcleos ARM, NIC de alto rendimiento y motores de aceleracion programables para descargar y acelerar

los servicios de infraestructura del centro de datos.

Tabla 40. Tarjetas de unidades de procesamiento de datos (DPU) compatibles

Funciones Especificaciones

Modelo NVIDIA BlueField-3 B3220

Tipo Unidades de procesamiento de datos (DPU)
Redes 2 de 200 GbE

Factor de forma FHHL

Interfaz

PCle x16 de 5.a generacion

Consumo de energia

150 W

Soportes verticales compatibles

RC2 (ranura 31), RCA4 (ranura 1), RC5 (ranura 1), RC6 (ranura
D)

Especificaciones de video

El PowerEdge R470 sistema soporta la controladora de graficos Matrox G200 incorporada con 16 MB de buffer de trama de

video.

Tabla 41. Opciones de resolucion de video compatibles

Solucion Velocidad de Profundidad del color (bits)
actualizacién (Hz)
1024 x 768 60 8, 16, 32
1280 x 800 60 8, 16, 32
1280 x 1024 60 8, 16, 32
1360 x 768 60 8, 16, 32
1440 x 900 60 8, 16, 32
1600 x 900 60 8, 16, 32
1600 x 1200 60 8, 16, 32
1680 x 1050 60 8, 16, 32
1920 x 1080 60 8, 16, 32
1920 x 1200 60 8, 16, 32
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Especificaciones de puertos USB

Tabla 42. Especificaciones de USB de PowerEdge R470

Parte frontal Parte posterior Interno

Tipo de puerto Nam. de Tipo de puerto . Tipo de puerto .
P USFI;U r pzertos P USFI;U r Ndam. de puertos P USFI;U r Nam. de puertos

Puerto Uno (opcional) Puertos Dos Puerto Uno
compatible con compatibles con compatible con
USB 2.0 USB 3.1 USB 3.1interno
Puerto host/ Uno
iDRAC Direct
de modo

doble, Puerto
compatible con
USB 2.0 Type-C

Clasificacion de PSU

En la tabla que se incluye a continuacion, se indica la capacidad de alimentacion de las PSU en el modo de funcionamiento de

linea alta/baja.

Tabla 43. Clasificaciones de PSU de linea alta y linea baja

PSU Platinum de |Titanium de |Platinum de |Titanium de |Titanium de |Titanium de | Titanium de

800 W 800w 1100 W 1100 W 1400 W: CC [1500 W 1500 Wy
de 48 V 277V

Alimentacion | 1240 W 1240 W 1705 W 1705 W N/D 2325 W 2325 W

pico (linea

alta)

Linea alta 800 W 800 W 1100 W 1100 W N/D 1500 W 1500 W

Alimentacién | 1240 W 1240 W 1627 W 1627 W N/D 1627 W N/D

pico (linea

baja)

Linea baja 800 W 800 W 1050 W 1050 W N/D 1050 W N/D

Linea altade [800 W 800 W 1100 W 1100 W N/D 1500 W N/D

240 VCC

Linea altade |N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1500 W

380 VCC

De -48 a 60V |N/A N/A N/A N/A 1400 W N/D N/D

CcC

El PowerEdge R470 soporta hasta dos fuentes de alimentacion de CA con redundancia de 1+1, deteccién automatica y
funcionalidad de conmutacion automéatica.

Si hay dos PSU presentes durante la POST, se realiza una comparacion entre las capacidades de potencia de las PSU. En caso
de que las potencias de las PSU no coincidan, se activaréa la de mayor capacidad. Ademas, se mostrara una precaucion de falta

de coincidencia entre PSU en el BIOS o iDRAC.

Si se agrega una segunda PSU en el tiempo de ejecucion, para que esa PSU en particular se habilite, la capacidad de potencia
de la PSU insertada originalmente debe ser igual a la de la PSU nueva. De lo contrario, la PSU se marcard como incompatible en
iDRAC y la segunda PSU no se habilitara.

Las PSU de Dell han alcanzado los niveles de eficiencia Platinum y Titanium, como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 44. Nivel de eficiencia de la PSU

Objetivos de eficiencia por carga

Factor de forma Mensaje de |Clase 10 % 20 % 50 % 100 %
salida

60 mm, redundante 800 W con Platinum N/A 90,00 % 94.00 % 91.00 %
modo mixto
Modo mixto Titanium N/A 90,00 % 94.00 % 91.00 %
de 800 W
1100 W con Titanium 90,00 % 94.00 % 96.00 % 91.00 %
modo mixto
1100 W con Platinum 90,00 % 94.00 % 96.00 % 91.00 %
modo mixto
Titanium de Titanium 90,00 % 94.00 % 96.00 % 91.00 %
1400 W: CC
de 48 V
Modo mixto Titanium 90,00 % 94.00 % 96.00 % 91.00 %
de 1500 W
1500 W 227 V | Titanium 90,00 % 94.00 % 96.00 % 91.00 %

Especificaciones ambientales

@ NOTA: Para obtener mas informacion sobre las certificaciones medioambientales, consulte la Hoja de datos
medioambientales de productos ubicada con los documentos en Soporte de Dell.

Tabla 45. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A2

Temperatura

Operaciones continuas permitidas

Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m
(<= 2953 pies)

De 10 ©C a 35 ©C (de 50 °F a 95 °F) sin que el equipo reciba la luz directa
del sol

Rangos de porcentaje de humedad (sin
condensacion en todo momento)

8 % de RH con un punto de condensacién minimo de -12 ©C a 80 % de RH
con un punto de condensacion maximo de 21 °C (69,8 °F)

Reduccion de valores nominales de altitud en
funcionamiento

La temperatura méxima se reduce 1 °©C/300 m (1,8 °F/984 pies) por
encima de los 900 m (2953 pies)

Tabla 46. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A3

Temperatura

Operaciones continuas permitidas

Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m
(<= 2953 pies)

De -5 °C a 40 ©C (de 41 °F a 104 °©F) sin que el equipo reciba la luz directa
del sol

Rangos de porcentaje de humedad (sin
condensacion en todo momento)

8 % de RH con un punto de condensacién minimo de -12 ©C a 85 % de RH
con un punto de condensacion méaximo de 24 °C (75,2 °F)

Reduccion de valores nominales de altitud en
funcionamiento

La temperatura méxima se reduce 1 °C/175 m (1,8 °F/984 pies) por encima
de los 900 m (2953 pies)

Tabla 47. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A4

Temperatura

Operaciones continuas permitidas

Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m
(<= 2953 pies)

De -5 °C a 45 ©C (de 41 °F a 113 °©F) sin que el equipo reciba la luz directa
del sol

Rangos de porcentaje de humedad (sin
condensacion en todo momento)

8 % de RH con un punto de condensacién minimo de -12 ©C a 90 % de RH
con un punto de condensacion méaximo de 24 °C (75,2 °F)
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Tabla 47. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A4 (continuacién)

Temperatura

Operaciones continuas permitidas

Reduccion de valores nominales de altitud en
funcionamiento

La temperatura méxima se reduce 1 °C/125 m (1,8 °F/984 pies) por encima
de los 900 m (2953 pies)

Tabla 48. Especificaciones ambientales comunes para ASHRAE A2, A3, y A4

Temperatura

Operaciones continuas permitidas

Gradiente de temperatura méxima (se aplica
en funcionamiento y cuando no esta en
funcionamiento)

20 °C en una hora* (36 °F en una hora) y 5 °C en 15 minutos (41 °F en

15 minutos), 5 ©C en una hora* (9 °F en una hora) para cinta

(D|NOTA: * Segun las reglas térmicas de ASHRAE para el hardware de
cinta, estas no son tasas instantédneas de cambio de temperatura.

Limites de temperatura cuando el sistema no
esta en funcionamiento

-40 a 65 °C (-40 a 149 °F)

Limites de humedad cuando el sistema no esta
en funcionamiento

De 5 % a 95 % de RH con un punto de condensacion méximo de 27 °C
(80,6 °F)

Altitud méxima en estado no operativo

12 000 metros (39 370 pies)

Altitud méaxima en funcionamiento

3048 metros (10 000 pies)

Tabla 49. Especificaciones de vibracion m

axima

Vibracion maxima

Especificaciones

En funcionamiento

0,21 Gyg de 5 Hz a 500 Hz durante 10 minutos (todos los ejes x, y, y z)

Almacenamiento

1,38 Gins de 7 Hz a 250 Hz durante 15 minutos (evaluados los seis laterales)

Tabla 50. Especificaciones de impulso de

impacto maximo

Impulso de impacto maximo

Especificaciones

En funcionamiento

Seis impulsos ejecutados consecutivamente en el sentido positivo y
negativo de los ejes "x", "y" y "z", de 6 G durante un maximo de 11 ms.

Almacenamiento

Seis impulsos ejecutados consecutivamente en los ejes "x", "y"y "z",
positivo y negativo (un impulso en cada lado del sistema), de 71 G durante
un maximo de 2 ms.

Especificaciones de contaminacion gaseosa y de particulas

En la tabla a continuacion, se definen las limitaciones que ayudan a evitar cualquier falla o dafio en el equipo por contaminacion

gaseosa o de particulas. Si los niveles de emision d
especificados y causan dafios o fallas en el equipo,

e gases y particulas contaminantes estan por encima de los limites
es posible que deba corregir las condiciones ambientales. La correcciéon

de las condiciones medioambientales sera responsabilidad del cliente.

Tabla 51. Especificaciones de contaminac

ion de particulas

Contaminacion de particulas

Especificaciones

Filtracion de aire: solo centro de datos convencional

ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtracion de aire de centro de
datos con un limite de confianza superior del 95 %.

(D|NOTA: El filtrado del aire de la sala con un filtro MERV8, como
se especifica en ANSI/ASHRAE Standard 127, es un método
recomendado para lograr las condiciones de entorno necesarias.

NOTA: El aire que entre en el centro de datos tiene que tener una
filtracion MERV11 o MERV13.

®

NOTA: Esta condicion solo se aplica a los ambientes de centro
de datos. Los requisitos de la filtracion de aire no se aplican a los

64

Apéndice A: Especificaciones adicionales




Tabla 51. Especificaciones de contaminacion de particulas (continuacion)

Contaminacién de particulas

Especificaciones

equipos de Tl designados para ser utilizados fuera del centro de
datos, en entornos tales como una oficina o una fabrica.

Gabinete o centro de datos de borde locales (entorno
sellado de ciclo cerrado)

No se necesita filtracion para los gabinetes que se prevé que se abriran

seis veces o menos por afio. De lo contrario, se requiere una filtracion

de clase 8 por ISO 1466-1, como se definié anteriormente.

(D|NOTA: En entornos cominmente superiores a ISA-71 clase G10
que pueden tener desafios conocidos, es posible que se requieran
filtros especiales.

Polvo conductor: entornos de centro de datos y
entornos de centro sin datos

El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u otras
particulas conductoras.

@ NOTA: El polvo conductor, que puede interferir en el
funcionamiento del equipo, puede originarse de diversas fuentes,
incluidos los procesos de fabricacion y las virutas de zinc que
pueden desarrollarse en el revestimiento de placas para piso falso
elevadas.

@ NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de
centro sin datos.

Polvo corrosivo: entornos de centro de datos v
entornos de centro sin datos

e FEl aire debe estar libre de polvo corrosivo.

e FEl polvo residual que haya en el aire debe tener un punto
delicuescente inferior a una humedad relativa del 60 %.

@ NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de
centro sin datos.

Tabla 52. Especificaciones de contaminacion gaseosa

Contaminacion gaseosa Especificaciones

Notas

Velocidad de corrosiéon del
cupdn de cobre

ISA-71 Clase G1: <300 A/mes

De acuerdo con ANSI/ISA71.04

Velocidad de corrosion del
cupdn de plata

ISA-71 Clase G1: <200 A/mes

De acuerdo con ANSI/ISA71.04

Matriz de restriccion térmica

Tabla 53. Referencia de etiqueta

Etiqueta Descripcion

STD Estandar

HPR (Silver) Ventilador de alto rendimiento de nivel Silver (HPR SLVR)
HPR (Gold) Ventilador de alto rendimiento de nivel Gold (HPR GOLD)
HSK Disipador de calor

LP Perfil bajo

FH Altura completa

DLC Enfriamiento liquido directo
Tabla 54. Matriz del disipador de calor y el procesador

Disipador de calor TDP del procesador

Extension de HSK <=250 W
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Tabla 54. Matriz del disipador de calor y el procesador (continuacion)

Disipador de calor

TDP del procesador

HSK remoto

>250 W

@ NOTA: El componente critico dicta la temperatura ambiente de la configuracion. Por ejemplo, si la temperatura ambiente
del procesador es 35 ©C, la del DIMM es 35 ©C y la de la GPU es 30 °C, la temperatura ambiente de la configuracién solo

puede ser de 30 °C.

Tabla 55. Matriz de restriccion térmica (no GPU)

SAS/SATA de
Contiuracion | $E03FE £5. |10 EDsrr £5.5) © WNSAN | /SRS | puigads cn 2
5 pulgadas as posteriores. S
NVMe

con':iug'zsargig: de coliyass cos-01 | C02-172/3/5/ 1 cog.172 coz-01 | empera

almacenamiento ambient

f;?:;ga“;;‘f":go‘l’_g RC-2/374/56/ RC-7 RC-0/6/8 RC-6/7 RC-1 ¢
Tipo f‘fﬁjg“db;ea'it: Para | ExT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto
Proce| Ttop | Nucl Ventilador
6780E | 330w | 144 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 3500
6766E | 250 W | 144 STD STD STD HPR SLVR STD 3500
6756E | 225 W | 128 STD STD STD STD STD 3500
6746€ | 250 W | 112 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6740E | 250 W | 96 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6731E | 250w | 96 STD STD STD HPR SLVR STD 3500
6710E | 205W | 64 STD STD STD STD STD 3500
6787P | 350w | 86 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6767P | 350w | 64 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6747P | 330W | 48 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6737P | 270w | 32 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 3500
6730P | 250w | 32 STD STD STD HPR SLVR STD 3500
6527P | 255w | 24 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6724P | 210w | 16 STD STD STD STD STD 350C
6517P | 190w | 16 STD STD STD STD STD 3500
6505P | 150 W | 12 STD STD STD STD STD 3500
es07P | 150w | 8 STD STD STD STD STD 3500
6781P | 350w | 80 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6761P | 350 W | 64 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 3500
6741P | 300w | 48 | HPRSLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 3500
6731P | 245 W | 32 STD STD STD STD STD 3500
6521P | 225 W | 24 STD STD STD STD STD 350C
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Tabla 55. Matriz de restriccién térmica (no GPU) (continuacién)

SAS/SATA de

4x3,5
8 SAS/SATA/ | SAS/SATA de ’
Configuracién BN | E e 2| _NVMede |10 x 2.5 pulgad | PUl93das con 2
2,5 pulgadas as .
posteriores. S
NVMe
Namero de
configuracién de coly23: cos-01 | COZV2/3/8/ | cog.172 co3-01 | empera
almacenamiento ambient
Configuracion de RC-2/3/4/56/ e
tarjeta elevadora 7 RC-7 RC-0/6/8 RC-6/7 RC-1
Tipo f"lﬁjg“db;ea’itrae Para | ExT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto
Proce Nucl :
sador TDP eos Ventilador
6511P | 150 W 16 STD STD STD STD STD 350C
®| NOTA: El disipador de calor extendido y la cubierta pueden soportar TDP de CPU de hasta 250 W.
Tabla 56. Matriz de restriccion térmica (GPU)
SAS/SATA de
4x3,5
8 SAS/SATA/ | SAS/SATA de ’
Configuracién 8 B eS| 16 EDSEF E3-S| " 'NVMe de |10 x 2.5 pulgad | Pul9adas con 2
2,5 pulgadas as posteriores. S
NVMe
Namero de
configuracién de coliyass cos-01 | C02-172/3/5/ 1 coa.172 c03-01 | 'empera
almacenamiento ambient
Configuraciéon de RC-2/3/4/56/ e
tarjeta elevadora 7 RC-7 RC-0/6/8 RC-6/7 RC-1
Tipo f‘:ﬁjg“db;ea'itr: Para | exT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto
Proce Nucl :
sador TDP eos Ventilador
6780E | 330 W 144 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35°C
6766E | 250 W 144 STD STD STD HPR SLVR STD 35°C
6756E | 226 W 128 STD STD STD STD STD 35°C
6746E | 250 W 112 STD STD STD HPR SLVR STD 35°C
6740E | 250 W 96 STD STD STD HPR SLVR STD 35°C
6731E | 250 W 96 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6710E | 205 W 64 STD STD STD STD STD 35°C
6787P | 350 W 86 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35°C
6767P | 350 W 64 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350°C
6747P | 330 W 48 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350°C
6737P | 270 W 32 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35°C
6730P | 250 W 32 STD STD STD HPR SLVR STD 35°C
6527P | 255 W 24 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 35°C
6724P | 210 W 16 STD STD STD STD STD 35°C
6517P | 190 W 16 STD STD STD STD STD 35°C
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Tabla 56. Matriz de restriccion térmica (GPU) (continuacién)

SAS/SATA de

4% 3,5
8 SAS/SATA/ | SAS/SATA de ’
Configuracién 8 EDSFF E3.S (16 EDSFF E3.S NVMe de 10 x 2.5 pulgad pulgadas con 2
NVMe NVMe o 5 YMede 3 x EDSFF E3
»9 pulg posteriores. S
NVMe
Ndmero de

configuracion de coly23: cos-01 | COZV2/3/8/ | cog.172 co3-01 | empera

almacenamiento ambient

Configuracion de RC-2/3/4/56/ e

A > RC-7 RC-0/6/8 RC-6/7 RC-1
Tipo f"lﬁjg“db;ea’itrae Para | ExT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto
Proce Ndcl .
sador TDP eos Ventilador
6505P | 150w | 12 STD STD STD STD STD 3500
6507P | 150 W | 8 STD STD STD STD STD 3500
6781P | 350 W | 80 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6761 | 350 W | 64 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6741P | 300w | 48 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 3500
6731 | 245w | 32 STD STD STD STD STD 3500
6521P | 225 W | 24 STD STD STD STD STD 3500
651P | 150w | 16 STD STD STD STD STD 3500

®| NOTA: El disipador de calor extendido y la cubierta pueden soportar TDP de CPU de hasta 250 W.

@ NOTA: Se requiere un disipador de calor remoto y un ventilador HPR SLVR para TDP de CPU de 350 W compatible con

temperatura ambiente de 35 °C.

@ NOTA: El sistema puede admitir TDP de CPU de hasta 250 W con disipador de calor extendido y ventilador STD en

configuracion de pasillo frio de 8 unidades EDSFF E3.S y configuracion de 8 unidades SAS/SATA (NVMeRAID/directo) de
2,5 pulgadas a una temperatura ambiente de 35 °C.

@ NOTA: El sistema puede admitir TDP de CPU de hasta 225 W con disipador de calor extendido y ventilador STD en una
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Apéndice B: Cumplimiento de estandares

El sistema cumple con los siguientes estandares del sector.

Tabla 57. Documentos estandar del sector

Estandar

URL para obtener informacion y especificaciones

ACPIEspecificacion de interfaz de alimentacion y
configuracion avanzada, v6.4

ACPI

Ethernet Estandar IEEE 802.3-2022

Estandares IEEE

MSFT WHGQL Microsoft Windows Hardware Quality Labs

Programa de compatibilidad del hardware de Windows

IPMI Intelligent Platform Management Interface, v2.0

IPMI

Memoria DDR5 Especificacion de SDRAM DDR5

DDR5 SDRAM

PCI Express Especificacion de base de PCI Express, v5.0.

Especificaciones de PCle

PMBus Especificacion del protocolo de administracion de
sistema de alimentacion, v1.2

Especificaciones de PMBus

SMBIOS Especificacion de referencia del BIOS de
administracion de sistema, v3.3.0

SMBIOS DMTF

TPM Especificacion del médulo de plataforma segura, v2.0

Especificaciones de TPM

UEFI Especificacion de interfaz de firmware extensible
unificada, v2.7

Pl Especificacion de inicializacion de la plataforma, v1.7

Especificaciones de UEFI

USB Bus serie universal v2.0 y SuperSpeed v3.0 (USB 3.1de
1.2 generacion)

Biblioteca de documentos de USB

NVMe Especificacion de base Express. Revision 2.0c

NVMe Especificaciones del conjunto de comandos

Revision 1.1c

2. Conjunto de comandos de espacios de nombres
zonificados de NVM Express. Revision 1.0c

3. Conjunto de comandos de valor de clave de NVM
Express®. Revision 1.0c

1. Especificacion del conjunto de comandos de NVM Express.

NVMe Especificaciones de transporte

1. Transporte de NVM Express mediante PCle. Revision 1.0c
2. Reuvision de transporte RDMA de NVM Express. 1.0b

3. Transporte TCP de NVM Express. Revision 1.0c

NVMe Interfaz de administracion de NVM Express. Revision
1.2¢c

NVMe Especificacion de arranque de NVMe. Revision 1.0

Especificaciones de NVME
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Apéndice C: Recursos adicionales

Tabla 58. Recursos adicionales

Recurso

Descripcion del contenido

Ubicacién

Manual de instalaciéon y servicio

En este manual, disponible en formato
PDF, se proporciona la siguiente
informacion:

Caracteristicas del chasis

Programa de configuracion del
sistema

Cadigos indicadores del sistema
BIOS del sistema

Procedimientos de extraccion y
reemplazo

Diagnostico
Puentes y conectores

Dell.com/Support/Manuals

Guia de introduccién

Esta guia se envia con el sistema y
también esté disponible en formato PDF.
En esta guia, se proporciona la siguiente
informacion:

e Pasos de configuracion inicial

Dell.com/Support/Manuals

Guia de instalacién del rack

Este documento se envia con los kits
del rack y proporciona instrucciones para
instalar un servidor en un rack.

Dell.com/Support/Manuals

Etiqueta de informacion del sistema

La etiqueta de informacion del sistema
documenta el disefio de la placa de HPM
y la configuracion de los puentes del
sistema. El texto se minimiza debido

a las limitaciones de espacio y a

las consideraciones de traduccién. El
tamario de la etiqueta se estandariza en
todas las plataformas.

Dentro de la cubierta del chasis del
sistema

Etiqueta MyDell

La aplicacion de un teléfono puede
escanear este cédigo en el chasis

para acceder a informacion adicional

y recursos para el servidor, incluidos
videos, materiales de referencia,
informacion de la etiqueta de servicio e
informacion de contacto de Dell.

Dentro de la cubierta del chasis del
sistema

Herramienta de planificacién de la
infraestructura empresarial (EIPT)

La EIPT en linea de Dell permite
estimaciones mas faciles y significativas
para ayudarlo a determinar la
configuracion mas eficiente posible.
Utilice la EIPT para calcular el

consumo de energia del hardware, la
infraestructura de alimentacion y el
almacenamiento.

Dell.com/calc

70 Apéndice C: Recursos adicionales




Apéndice D: servicio y soporte

Temas:

»  ;Por qué anexar contratos de servicio?

*  ProSupport Infrastructure Suite

*  Servicios de soporte de especialidad

*  ProDeploy Infrastructure Suite

*  Servicios de implementaciéon complementarios
*  Escenarios exclusivos de implementacion

+  DIA 2: servicios de automatizacién con Ansible
+  Servicios de Dell Technologies Consulting

¢, Por qué anexar contratos de servicio?

Los servidores Dell PowerEdge incluyen una garantia de hardware estandar que destaca nuestro compromiso con la calidad del
producto, ya que garantiza la reparacion o el reemplazo de componentes defectuosos. Si bien nuestras garantias son lideres
en la industria, tienen un limite de 1 a 3 afios, segin el modelo, y no cubren la asistencia para software. Los registros de
llamadas muestran que los clientes suelen buscar soporte técnico de Dell para problemas relacionados con el software, como
orientacion sobre la configuracion, solucion de problemas, asistencia de actualizaciones o ajuste del rendimiento. Aliente a los
clientes a comprar contratos de ProSupport Service para complementar la cobertura de la garantia y garantizar un soporte
6ptimo destinado tanto al hardware como al software. ProSupport proporciona una garantia de hardware completa mas alla del
periodo de garantia original.

ProSupport Infrastructure Suite

ProSupport Infrastructure Suite es un conjunto de servicios de soporte que permite que los clientes creen la solucién adecuada
para su empresa. Es un soporte lider en la industria y de clase empresarial que se alinea con la gravedad de los sistemas, la
complejidad del entorno y la distribucion de sus recursos de Tl.
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llustracion 50. ProSupport Enterprise Suite
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ProSupport Plus for Infrastructure

ProSupport Plus for Infrastructure es la solucion definitiva para los clientes que buscan disfrutar de mantenimiento preventivo y
rendimiento 6ptimo en los activos criticos para sus empresas. El servicio atiende a los clientes que requieren soporte proactivo,
predictivo y personalizado para sistemas que administran cargas de trabajo y aplicaciones de negocio criticas. Cuando los
clientes adquieren un servidor PowerEdge, recomendamos ProSupport Plus, nuestro servicio de soporte proactivo y preventivo
para los sistemas cruciales de su empresa. ProSupport Plus proporciona todos los beneficios de ProSupport, incluidas las
siguientes “Cinco razones principales para comprar ProSupport Plus (PSP)”

1. Acceso prioritario a expertos especializados en soporte: una solucion de problemas inmediata y avanzada de un
ingeniero que comprende las soluciones de infraestructura de Dell.

2. Soporte mejorado para situaciones criticas: cuando se presentan problemas de soporte criticos (gravedad 1), el cliente
tiene la garantia de que haremos todo lo posible para que el sistema vuelva a funcionar lo més répido posible.

3. Gerente técnico de éxito del cliente: El defensor de soporte #1 del cliente, que garantiza que obtenga la mejor
experiencia de soporte proactivo y predictivo posible.

4. Mantenimiento de sistemas: semestralmente, mantendremos actualizados los sistemas ProSupport Plus de un cliente
mediante la instalacion de las Ultimas actualizaciones de firmware, BIOS y controladores para mejorar el rendimiento y la
disponibilidad.

5. Soporte de software de otros fabricantes: Dell es el Unico punto de responsabilidad del cliente para todo el software
elegible de otros fabricantes que se instale en su sistema ProSupport Plus, ya sea que nos haya comprado o no el software.

ProSupport for Infrastructure

Soporte integral 24x7 para hardware y software, lo mejor para aplicaciones y cargas de trabajo de produccién, pero no criticas.
El servicio ProSupport ofrece expertos altamente capacitados a toda hora y en todo el mundo para abordar sus necesidades de
TI. Ayudamos a minimizar las interrupciones y a maximizar la disponibilidad de las cargas de trabajo de servidores PowerEdge con
lo siguiente:

e soporte 24x7 por teléfono, chat y en linea
e Un punto de responsabilidad central para todos los problemas de hardware y software

72 Apéndice D: servicio y soporte



Compatibilidad con aplicaciones, hipervisor y sistema operativo

Asesorias de seguridad de Dell

Opciones de niveles de servicio de respuesta en el sitio de 4 horas o al siguiente dia laboral

Deteccion proactiva de problemas con creacion automatizada de casos

Deteccion predictiva de anomalias de hardware

Administrador de incidentes asignado para casos de gravedad 1

Soporte colaborativo de otros fabricantes

Acceso a las AlOps platforms (MyService360, TechDirect y CloudIQ)

Experiencia coherente, independientemente de donde se encuentren los clientes o qué idioma hablen.

Basic Hardware Support

Proporciona soporte de hardware reactivo durante el horario comercial normal, excepto los dias festivos nacionales locales. Sin
soporte de software ni orientacién relacionada con software. Para mejorar los niveles de soporte, elija ProSupport o ProSupport
Plus.

Servicios de soporte de especialidad

Los servicios de soporte de especialidad opcionales complementan ProSupport Infrastructure Suite para proporcionar
competencias adicionales que son fundamentales para las operaciones de los centros de datos modernos.

Complementos de cobertura de hardware para ProSupport o ProSupport
Plus

Conserve su disco duro (KYHD), Conserve su componente (KYC) o Conserve su GPU (KYGPU):

Normalmente, si un dispositivo falla mientras esta en garantia, Dell lo reemplaza mediante un proceso de intercambio

uno por uno. KYHD/KYCC/KYGPU le brindan la opcidon de conservar el dispositivo. Proporciona un control total de la
informacion confidencial y minimiza los riesgos de seguridad, ya que le permite conservar las unidades, los componentes o
GPU defectuosos cuando recibe piezas de reemplazo sin incurrir en costos adicionales.

Servicio Onsite Diagnosis:

Ideal para sitios con personal no técnico. El técnico de campo de Dell realiza el diagndstico inicial de solucién de problemas en
el sitio y lo transfiere a los ingenieros remotos de Dell para resolver el problema.
Complemento de ProSupport para HPC:

Vendido como complemento de un contrato de ProSupport Service, el complemento de ProSupport para HPC ofrece soporte
orientado a las soluciones a fin de cubrir los requisitos adicionales que se requieren para mantener un entorno de HPC, como
los siguientes:

Acceso a expertos ejecutivos de HPC

Asistencia para el cluster de HPC avanzado: rendimiento, interoperabilidad y configuracion

Soporte integral mejorado a nivel de soluciones de HPC

Contratacion de soporte previo remoto con especialistas de HPC durante la implementaciéon de ProDeploy
Complemento de ProSupport para Telco (Respond & Restore)

O O O O

Respond & Restore, un servicio complementario disefiado para los 31 clientes principales de TELCO en todo el mundo,
proporciona acceso directo a expertos en soluciones de Dell que se especializan en soporte de grado de operador de TELCO.
Este complemento también proporciona una garantia de tiempo de actividad del hardware, lo que significa que, si un sistema
falla, Dell lo instala y lo pone en funcionamiento dentro de las 4 horas en el caso de los problemas de gravedad 1. Dell incurre
en sanciones y cargos si no se cumplen con los SLA.

Soporte personalizado y experiencia complementaria en todo el sitio

Technical Account Manager:

Lider tecnoldgico designado que monitorea y administra el rendimiento y la configuracion de conjuntos de tecnologias
especificas.
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Designated Remote Support:

Experto en soporte personalizado que administra toda la soluciéon de problemas y la resolucion de activos de TI.
Servicio Multivendor Support:

Ofrece soporte a sus dispositivos de otros fabricantes como un solo plan de servicio para servidores, almacenamiento y redes
(incluye cobertura para: Broadcom, Cisco, Fujitsu, HPE, Hitachi, Huawei, IBM, Lenovo, NetApp, Oracle, Quanta, SuperMicro
y otros).

Servicios para grandes empresas

ProSupport One for Data Center:

ProSupport One for Data Center ofrece soporte flexible en todo el sitio para centros de datos grandes y distribuidos

con mas de 1000 activos (total combinado de servidores, almacenamiento, redes, etc.). Esta oferta estéa disefiada con las
caracteristicas de ProSupport estandares que aprovechan nuestra escala global y que estan disefiadas para las necesidades
especificas de los clientes. Aunque no es para todos, esta opcion de servicio ofrece una solucion verdaderamente exclusiva
para nuestros clientes mas grandes, con los entornos mas complejos.

Equipo de servicio de ejecutivo de cuentas asignados con opciones remotas o en €l sitio
Ingenieros técnicos y de campo asignados que estan capacitados en el entorno y las configuraciones del cliente.
Generacién de informes y recomendaciones segun demanda habilitadas por las herramientas AlOps de ProSupport
(MyService360, TechDirect y CloudIQ)
o Soporte flexible en el sitio y opciones de piezas que se ajustan a su modelo operativo
o Un plan de soporte especialmente disefiado y capacitacion para el personal de operaciones del cliente
ProSupport One para el centro de datos: CSP (proveedor de servicios de nube) y solucion de IA

ProSupport One para centros de datos: solucion de CSP e IA es una oferta Unica disefiada para un conjunto limitado de
cuentas de Dell que adquieren soluciones de computacion de IA de méas de 1000 servidores y $250 millones en ventas.
PS1DC: el CSP y la IA mejoran toda la experiencia de servicios mediante la combinacién de soporte, implementacion
(integracion de rack), servicios de residencia, un ingeniero de soporte designado, un ingeniero de servicio en el sitio y

un servicio de piezas en el sitio como una oferta integral. Los precios especiales se determinaron para competir eficazmente
con los competidores y proporcionar la mejor experiencia para el cliente. PS1DC para CSP e IA solo se puede vender con
servidores XE y todas las plataformas de redes (Dell y NVIDIA). Todos los demés productos serian elegibles para la PS1DC
estandar, no para esta oferta Unica. Méas detalles sobre PS1DC para CSP e |A aqui.

Servicio de piezas en el sitio (OPS)

Ideal para grandes empresas que tienen su propio personal para brindar soporte a su centro de datos. Dell ofrece un servicio
que se denomina Servicio de piezas en el sitio (OPS) de Dell Services. OPS administra el inventario de piezas ubicado en

la instalacion designada del cliente. El programa Logistics Online Inventory Solution (LOIS) utilizara software para soportar
el monitoreo y la reposicion automatica del inventario almacenado en el sitio del cliente. . Cada pieza de reemplazo iniciara
automaticamente una reposicion del inventario de piezas que Dell envia al dia siguiente o lo entrega en el sitio durante una
visita regular programada (que se denomina Servicio en el sitio programado). Como parte del sistema de LOIS, los clientes
pueden integrar sus sistemas directamente a Dell TechDirect mediante el uso de API para ayudar a optimizar el proceso de
administracion de soporte.

Servicios de final del ciclo de vida
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Post Standard Support (PSS)

Extienda la vida Util méas alla de los siete afos iniciales de ProSupport, con la adicién de hasta cinco afios mas de cobertura de
hardware.

Data Sanitization & Data Destruction

Hace que los datos sean irrecuperables en productos replanificadas o retirados, lo cual garantiza la seguridad de los datos
confidenciales y permite el cumplimiento de normas y proporciona una certificacién compatible con NIST.

Asset Recovery Services

Reciclaje, reventa y eliminacion del hardware. Lo ayuda a retirar de forma segura y responsable los activos de Tl que ya no
son necesarios y, al mismo tiempo, proteger su empresa y el planeta.
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ProDeploy Infrastructure Suite

ProDeploy Infrastructure Suite proporciona varias ofertas de implementacion que satisfacen las necesidades exclusivas del

cliente. Se compone de varias subofertas: servicios de configuracion de fabrica, integracion de rack, Basic Deployment,
ProDeploy, ProDeploy Plus y, opcionalmente, ProDeploy FLEX, lo que permite personalizar algunas de las funciones enumeradas.

ProDeploy Infrastructure Suite

Versatile choices for accelerated deployments

Rack
Integration

Factory
Configuration

» System seliings
* Asgal lagging
= Load mage

e e
Idea Customer buying Customer buying rack with

for: sanvers al volume =20 servers and switches

llustracion 51. ProDeploy Infrastructure Suite

Servicios basados en fabrica

Basic
Deployment

FIELD BASE

ProDeploy

Plus

Customer buying a small
number of senvers or 1-2 racks

Sistemas preconfigurados o racks completos, personalizados antes del envio al sitio del cliente.

Integracion de racks del cliente o integracién de racks de ProDeploy FLEX

Dell ofrece solidos servicios de integracion de racks personalizados a través de dos programas principales: Enterprise

Rack Integration Services y Integrated Rack Scalable Systems (IRSS). Estos servicios estan disefiados para simplificar la
implementacion, reducir la complejidad y optimizar el rendimiento de los centros de datos, los entornos perimetrales y las cargas
de trabajo de IA. Estos servicios de fabrica se compran como una contratacién personalizada o como SKU de integracion de rack

de ProDeploy Flex.
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llustracion 52. Sistema preconfigurado

Dall Factory Configuration Sarvices

Almost hall of all servers sold al Deall are
customired and preconfigured prior to shipping
Servers come pre-configurod out of the box

llustracion 53. Sistema preconfigurado

Configuracion de fabrica

Ideal para los clientes que compran servidores en volumen y buscan una configuracion previa antes del envio, como una imagen
personalizada, la configuracion del sistema y el etiquetado de activos para que llegue todo listo para su uso de inmediato.
Ademads, los servidores se empaquetan y embalan para cumplir con los requisitos especificos de envio y distribucién para cada
ubicacion del cliente a fin de facilitar el proceso de implementacion. Una vez que el servidor esté en el sitio, Dell puede instalar y
configurar el servidor en el entorno mediante cualquiera de los servicios de implementacion basados en campo que se describen
en la siguiente seccion.

Servicios basados en campo

Ponga los servidores PowerEdge a trabajar méas rapido con los servicios de implementacion basados en campo de Dell. Ya sea
que implementemos de un servidor a mil, usted estaréa cubierto. Dell ofrece opciones de entrega versatiles para adaptarse a cada
presupuesto y modelo operativo.

e ProDeploy Plus: eleve las implementaciones de infraestructura con nuestro servicio mas completo, desde la planificacion
hasta la instalacion de hardware en el sitio y la configuracion de software, incluida la implementacion de las practicas
recomendadas de ciberseguridad. ProDeploy Plus proporciona la capacidad y la escala necesarias para llevar a cabo
implementaciones exigentes correctamente en entornos de Tl complejos de la actualidad. La implementacién comienza
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con una revision de la preparacion del sitio y un plan de implementacion. Expertos en implementacion certificados realizan

la configuracion de software para incluir la configuracion de los hipervisores y sistemas operativos lideres. Dell también
configuraré las herramientas de software de PowerEdge para incluir las utilidades del sistema de OpenManage e iDRAC y
también admitir las AlOps platforms: MyService360, TechDirect y CloudlQ. La implementacion de ciberseguridad, que es
exclusiva de ProDeploy Plus, ayuda a los clientes a comprender los posibles riesgos de seguridad y hacer recomendaciones
para reducir las superficies de ataque de productos. El sistema se prueba y valida antes de su finalizacion. El cliente también
recibiré documentacion completa del proyecto y transferencia de conocimientos para completar el proceso.

e ProDeploy: ProDeploy proporciona configuracion de software remota y opciones de instalacion de hardware (en el sitio o
guiada). ProDeploy es ideal para los clientes que son sensibles a los precios 0 que estan dispuestos a participar en alguna
parte de la implementacion para incluir el suministro de acceso remoto a su red. La implementacion de software remota de
ProDeploy incluye todo lo mencionado en ProDeploy Plus, excepto que no incluye el valor agregado, la implementacion de
ciberseguridad ni las practicas recomendadas.

e Basic Deployment: Basic Deployment ofrece una instalacién profesional sin preocupaciones a cargo de técnicos
experimentados. A menudo, este servicio se vende a partners habilitados para la competencia que haran que Dell realice
la instalacion de hardware, mientras ellos completan la configuracion de software. Ademas, Basic Deployment tiende a ser
adquirido por grandes empresas que tienen personal técnico inteligente. Estas empresas solo necesitan que Dell instale el
hardware y ellas realizaran la configuracion de software. El Gltimo caso de uso para Basic Deployment es cuando se combina
con los servicios Factory Configuration. Los servidores se preconfiguran en fabrica y el servicio Basic Deployment instalaré el
sistema en el rack para finalizar la implementacion.

ProDeploy Infrastructure Suite | Field service

ProDeploy ProDeploy

Plus

In region
L]

Pre- Single point of contact for project management
oyment Site readiness review and implementation planning

Deployment service hours

Hardware installation options Ongsite or guided '
Deployment System software installation and configuration options Remote

Install connectivity software based on Secure Connect Gateway technology 2 L4

Implement CyberSecurity best practices and policies in

APEX AlOps Infrastructure Observability

Post- Deployment verification, documentation and knowledge transfer
deployment Configuration data transfer to Dell technical support
Online collaborative platform in TechDirect for planning, managing and
tracking delivery

2417
Onsite

Onsite

Online collaboration

' Choose from onsite hardware Installation or a quided option including project instructions, documenta d live expert guidance

2 Post deployment use for intelligent, automated support & insights

llustracion 54. ProDeploy Infrastructure Suite: servicios de campo

Servicios de implementacion complementarios

Formas adicionales de expansion del alcance o de implementacion para escenarios exclusivos.

Adicion de dos hosts (requiere PD/PDP)

La implementacion de nuevos dispositivos de almacenamiento, computacion o redes puede requerir interconexion con otros
servidores (también denominados hosts). El equipo de entrega de Dell configurara cuatro hosts por dispositivo como parte

de cada servicio ProDeploy. Por ejemplo, si el cliente compra dos arreglos de almacenamiento, el servicio ProDeploy incluirg
automaticamente la conectividad de cuatro hosts para cada uno (4x2=8 hosts en total por proyecto, ya que hay dos
dispositivos). Este servicio adicional "Adicién de dos hosts" proporciona la configuraciéon de hosts adicionales, ademés de lo

que ya se proporciona como parte del servicio ProDeploy. En muchos casos, los clientes pueden trabajar con nosotros mientras
configuramos los hosts incluidos y asi comprender como hacer el resto ellos mismos. Siempre preguntele al cliente cuantos hosts
se estan conectando y venda la adicién de hosts segun el conjunto de habilidades tecnolégicas del cliente. Tenga en cuenta que
este servicio se aplica a la conectividad de dispositivos Dell, no a dispositivos de otros fabricantes.
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Servicios Additional Deployment Time (ADT): se venden con o sin PD/PDP

Puede expandir el alcance de una participacion de ProDeploy mediante el aprovechamiento de Additional Deployment Time
(ADT). EI ADT cubre tareas adicionales, ademés de las prestaciones normales de las ofertas de ProDeploy. EI ADT también
se puede utilizar como un servicio independiente sin ProDeploy. Las SKU estan disponibles tanto para la administracion de
proyectos como para la experiencia en recursos técnicos. Las SKU se venden como bloques de cuatro horas remotas u ocho
horas en el sitio. El equipo de entrega puede ayudar en el alcance de la cantidad de horas requeridas para tareas adicionales.

Servicios de migracion de datos

La migracion de conjuntos de datos no es una tarea facil. Nuestros expertos utilizan herramientas y un proceso comprobados
para optimizar las migraciones de datos y evitar comprometer los datos. Un administrador de proyectos del cliente trabaja
con nuestro experimentado equipo de expertos para crear un plan de migracion. La migracion de datos es parte de cada
actualizacion de tecnologia, cambio de plataforma y cambio a la nube. Puede confiar en los servicios de migracion de datos de
Dell para realizar una transicion sin contratiempos.

Servicios de residencia

Los profesionales técnicos certificados actian como una extension de su personal de Tl para mejorar las funcionalidades y los
recursos internos, y para ayudarlo a lograr una adopciéon més rapida y maximizar el ROl de la nueva tecnologia. Los servicios

de residencia ayudan a los clientes a realizar la transicién a nuevas funcionalidades répidamente, mediante el aprovechamiento
de conjuntos de habilidades tecnoldgicas especificas. Los expertos de residencia pueden brindar administracion posterior a la
implementacion y transferencia de conocimientos relacionados con una nueva adquisicion de tecnologia o con la administracion
operativa diaria de la infraestructura de TI.

Expertos globales disponibles para prestar servicios en persona (en el sitio) o virtuales (remotos)

Participaciones a partir de 2 semanas con flexibilidad para ajuste

La residencia esté disponible para las necesidades de administracion de proyectos y muchos conjuntos de habilidades
tecnologicas diferentes, como servidores, almacenamiento, |A generativa, redes, seguridad, multiples nubes, administracion
de datos y residentes de aplicaciones de fuerza laboral moderna

Escenarios exclusivos de implementacion

Servicios de implementacion personalizada

Cuando una implementacién esta mas alla del alcance de ProDeploy Infrastructure Suite, puede recurrir al equipo de servicios de
implementacion personalizada para abordar escenarios complejos de implementacion y requisitos exclusivos del cliente. El equipo
de implementacion personalizada de Dell cuenta con arquitectos de soluciones que ayudaran con las llamadas de determinacion
del alcance del cliente para definir el proyecto y desarrollar la declaracion de trabajo. Los servicios personalizados pueden
manejar una amplia variedad de implementaciones que se pueden realizar en la fabrica o en el sitio. Todos los servicios de
participacion personalizada se solicitan a través de SFDC.

Implementacion de IA o HPC mediante servicios de compilacion de clUster

Una vez que el rack integrado llega al centro de datos o se construye en el sitio, Dell también puede convertir los racks en

un gran cluster de computacion. Dell proporciona varias opciones de implementacion para implementaciones de inteligencia
artificial (IA) o computacion de alto rendimiento (HPC). Estos entornos complejos requieren especialistas que comprendan los
conjuntos de caracteristicas avanzadas para crear un clister de computacion unificado para las cargas de trabajo més exigentes.
Seleccione uno de los siguientes complementos de compilaciéon de clUster.
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Increase Time to Value and with ProDeploy Flex and Cluster Builds

ProDeploy Flex Rack Integration Cluster Build Add-ons
of ProDeploy Flex Onsite Select one or mone Add-ons below

Physical Configuration of Clustor
= Onsile Infrastructure Assessmant
= Instalation of swilches
» Inter-rack cabling ond iabeling
= Liquid connectivity and heak test®
+ | Koy Benelits:
* Fachory rach inbogratson snakies
'-W"inilﬂ'i";“::::"f""" of Er'l'-:r'lgn Cusicenens requinng Tister e 1o vihue and redaliify
L 4 W E ST DS CRisher configurahon
= Configune swilches & momt nodes and gasential testing . m"ﬁmmm i
» Valitation and acceptance testing Bl i o
= Fina-tuined l:f!l!'ﬂ'l periaimance
1 bt iand types
Al Notwork Design Services b !
: 2'“%,“19""”_9 AR ERIANO Tourdatona! design grade secunty alancards
that acoalsrates Al ristod Py =i
performance and maxenizes meﬂlﬂmm = testing and custonnier hangolf
oparationsl eficiency - WSBEAN-SIOUTE X SppOd calth

llustracion 55. Opciones de implementacion para la implementacion de claster

DiA 2: servicios de automatizacién con Ansible

Las soluciones de Dell se crean como “preparadas para la automatizacion” con API (interfaces de programacion de aplicaciones)
integradas para permitir que los clientes realicen llamadas a la accion de manera programéatica sobre el producto a través del
codigo. Aunque Dell ha publicado casos de uso de automatizacion de Ansible, algunos clientes necesitan ayuda adicional con
GitOps. Al final del servicio, el cliente tendra los componentes béasicos necesarios para acelerar la automatizacion y comprender
como funciona la programacion en conjunto: scripts de automatizacion de casos de uso del dia 1y dia 2 (Ansible Modules), la
herramienta CI/CD (Jenkins) y el control de versiones (Git).

Servicios de Dell Technologies Consulting

Nuestros asesores expertos ayudan a los clientes a transformarse més rapido y lograr répidamente resultados comerciales para
cargas de trabajo de alto valor que los sistemas Dell PowerEdge pueden manejar. De la estrategia a la implementacion a escala
completa, Dell Technologies Consulting puede ayudar a determinar como realizar la transformacion de Tl, del personal o de las
aplicaciones. Utilizamos enfoques prescriptivos y metodologias comprobadas, junto con el ecosistema de partners y el portafolio
de Dell Technologies, para ayudar a obtener resultados comerciales reales. Desde los entornos multinube, las aplicaciones, las
DevOps vy las transformaciones de infraestructura hasta la resiliencia de la empresa, la modernizacion del centro de datos, el
andlisis, la colaboracion del personal y las experiencias de los usuarios, estamos aqui para ayudarlo.

Servicios administrados de Dell

Algunos clientes prefieren que Dell administre la complejidad y el riesgo de las operaciones diarias de Tl. Los servicios
administrados de Dell utilizan operaciones de entrega proactivas habilitadas con IA y automatizacion moderna para ayudar a

los clientes a obtener los resultados comerciales deseados a partir de sus inversiones en infraestructura. Con estas tecnologias,
nuestros expertos ejecutan, actualizan y ajustan los entornos de los clientes con los niveles de servicio y proporcionan, a la

vez, visibilidad en todo el entorno y en los dispositivos. Hay dos tipos de ofertas de servicios administrados. En primer lugar,

el modelo de subcontratacion o modelo CAPEX, donde Dell administra los activos de propiedad del cliente mediante nuestro
personal y nuestras herramientas. El segundo es el modelo como servicio o modelo de gastos operativos, llamado Dell APEX. En
este servicio, Dell posee toda la tecnologia y toda la administracion de ella. Muchos clientes tendran una combinacion de los dos
tipos de administracion segun los objetivos de la organizacion.
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llustracion 56. Servicios administrados de Dell

Servicios de seguridad cibernética

Managed Detection and Response (MDR)

Dell Managed Detection and Response Pro Plus es nuestra solucién de operaciones de seguridad de 360° completamente
administrada que consta de nuestros servicios de ciberseguridad més avanzados, preventivos y con mayor capacidad de
respuesta. MDR Pro Plus se disefi¢ teniendo en cuenta sus principales preocupaciones de seguridad, lo que le permite centrarse
en los objetivos principales de su negocio mientras Dell maneja sus operaciones de seguridad. En primer lugar, tenemos
Vulnerability Management. Con este servicio, realizaremos un escaneo continuo del entorno del cliente en busca de software
que necesite parches. A continuacion, se detallan las pruebas de penetracién y la administracion de simulacion de ataques.

Este servicio validara continuamente los controles y las politicas de seguridad con simulacion de vulneraciones y ataques

(BAS) automatizada, ya que una configuracion incorrecta puede dar lugar a una exposicidon que un atacante puede explotar. El
servicio también incluye una prueba de penetracion anual para determinar si un actor de amenazas calificado podria explotar las
rutas que conducen a activos o datos criticos. En tercer lugar, tenemos Managed Security Awareness Training. Este servicio
capacitara a los usuarios finales del cliente para que no pongan en riesgo al cliente de manera inadvertida. Si piensa en nuestros
mddulos anuales de capacitacion sobre cumplimiento, siempre hay un médulo de seguridad. Este es el mismo tipo de cosas, pero
en lugar de una vez al afio, serén piezas de contenido méas pequefias y del tamafio de un bocado que se entregaréan durante todo
el affo. En cuarto lugar, esta nuestro servicio de deteccion y respuesta administradas, que proporciona deteccion e investigacion
de amenazas 24x7, anélisis de la actividad integral por parte de los actores de amenazas, blsqueda de amenazas e inicio

répido de respuesta ante incidentes cibernéticos cuando sea necesario. Los clientes pueden elegir entre Secureworks Taegis
XDR, CrowdStrike Falcon XDR o Microsoft Defender XDR como la plataforma de andlisis de seguridad que nuestros analistas
utilizarédn para monitorear su entorno. Estos cuatro servicios son prestados por expertos en seguridad de Dell certificados y
experimentados que utilizan tecnologia avanzada, como las plataformas de seguridad Secureworks Taegis XDR, CrowdStrike
Falcon XDR o Microsoft Defender XDR.

Dell Technologies Education Services

Construya las habilidades de Tl necesarias para influir en los resultados de transformacién de la empresa. Promueva el talento
y capacite a los equipos con las habilidades adecuadas para liderar y ejecutar una estrategia de transformacion que impulse la
ventaja competitiva. Aproveche la capacitacion y certificacion necesarias para la transformacion real.

Dell Technologies Education Services ofrece capacitacion y certificacion para servidores PowerEdge, disefiados a fin de ayudar a
los clientes a obtener mas de su inversion en hardware. El plan de estudios proporciona la informacién y las habilidades préacticas
y de forma directa que su equipo necesita para instalar, configurar, administrar y solucionar problemas en servidores de Dell.

Para obtener mas informacion o registrarse para una clase hoy, consulte Education.Dell.com.
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